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(57) 要約： 第 1 の主面及び第 2 の主面を
有する基体 3 0 と、基体 3 0 の第 1 の主

(i-irst electrode pattern)
面に配置される第 1 電極パターン 1 0 を

(First conductive pattern) 備え、第 1 電極パターン 1 0 は金属細線
(sub-nonconductive pattern) で構成され、第 1 方向に延びる複数の第
(First nonconductive pattern)
X direction

1 導電パターン 1 2 と、各第 1 導電パ
ターン 1 2 は、少なくともその内部に第
導電パターンと電気的に分離されたサ

ブ非導通パターン 1 8 とを備え、各第 1
《ターン 1 2 の面積A と各サブ非導通パターン 1 8 の面積B とが 5 % < B ( A + B ) < 9 7 %の関

係を満たす。これにより、検出精度の高い導電シー ト及びタツチパネルを提供することができる。
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明 細 書

発明の名称 ：導電シー ト及びタツチパネル

技術分野

[0001 ] 本発明は、導電シ一 卜及びタツチパネルに関する。

背景技術

[0002] 近年、携帯端末やコンピュータ一の入力装置 と して、 タツチパネルが多 く

利用されている。 タツチパネルは、デ ィスプレイの表面に配置され、指等の

接触 された位置を検出 し、入力操作を行 う。 タツチパネルにおける位置検出

方法 と して、例えば、抵抗膜方式、静電容量方式等が知 られている。

[0003] 例 えば静電容量方式のタツチパネルでは、視認性の観点か ら、透明電極パ

ターンの材料 と して I T O (酸化インジウムスズ）が用い られている。 しか

しなが ら、 I T O が高い配線抵抗を有 し、充分な透明性 を有 していないこと

か ら、金属細線 を用いた透明電極 / 《ターンをタツチパネルに使用することが

検討されている。

[0004] 金属細線 を用いた透明導電膜 については、例えば、特許文献 1 及び 2 で開

示されているように、研究が継続 されている。金属製の細線 （金属細線）に

て構成 した格子を多数並べて電極 を構成することにより、表面抵抗を低下さ

せることが考 え られる。金属細線 を電極 に用いたタツチパネル と しては、例

えば、特許文献 3 ~ 8 が知 られている。

[0005] 特許文献 9 は、網 目形状の導線で構成 され一方向に並列に配置された複数

の第 1 検出電極 と、網 目形状の導線で構成 され第 1 検出電極 と直交する方向

に並列に配置された複数の第 2 検出電極 と、 を備えるタツチパネルを開示す

る。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献 1 ：米国特許出願公開第 2 0 0 4 / 0 2 2 9 0 2 8 号明細書

特許文献2 ：国際公開第 2 0 0 6 / 0 0 4 6 号パ ンフ レツ 卜



特許文献3 ：特開平 5 — 2 2 4 8 1 8 号公報

特許文献4 ：国際公開第 1 9 9 5 / 2 7 3 3 4 号パ ンフ レツ 卜

特許文献5 ：米国特許出願公開第 2 0 0 4 / 0 2 3 9 6 5 0 号明細書

特許文献6 ：米国特許第 7 2 0 2 8 5 9 号明細書

特許文献7 ：国際公開第 1 9 9 7 / 1 8 5 0 8 号パ ンフ レッ ト

特許文献8 ：特開 2 0 0 3 _ 0 9 9 1 8 5 号公報

特許文献9 ：特開 2 0 0 - 2 7 7 3 9 2 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0007] 特許文献 9 のタツチパネルでは、 タツチパネル を指で触れることで、電極

で生 じる静電容量の変化 を捕 らえることによ り、指の接触 した位置 を検 出す

る。 しか しなが ら、特許文献 1 のタツチパネルでは、上部電極 が均一な導電

領域で構成 され、非導電領域 を有 さない場合 には、指等が接触 した場合でも

、放 出された電気力線が電極 間で閉 じて しまい、指の接触 に対する検 出力が

低下する場合があ った。

[0008] 本発明者 らは網 目状電極 の構成 を種種検討 した。網 目状電極 に断線部 を形

成 した場合、断線部の位置 によっては、断線部が 目立つ ことがわか った。例

えば、網 目状電極 を形成する複数の導体線の交差部 に断線部が形成 されてい

る場合、断線部の開口部分がそのまま開口 して見えて しまう。 その開口 （断

線部）が直線上 に並ぶ ことで、断線部がパ ター ン認識 されるため視認性が損

なわれるという問題 を生 じる場合がある。

[0009] 本発明はこのような課題 を考慮 してなされたものであ り、 タツチパネル上

の接触位置の検 出精度の高い、金属細線で構成 された電極パ ター ンを有する

導電シ一 卜及びタツチパネル を提供することを目的 とする。

[001 0] また、視認性 を損なわない導電シ一 卜及び静電容量方式タツチパネル を提

供することを目的 とする。

課題を解決するための手段

[001 1] 本発明の一態様 による導電シー トは、第 1 の主面及び第 2 の主面 を有する



基体 と、基体の第 1 の主面 に配置 され る第 1 電極パ ター ンを備 え、第 1 電極

パ ター ンは金属細線 で構成 され、第 1 方 向に延び る複数 の第 1 導 電パ ター ン

と、複数 の第 1 導 電パ ター ンと電気的に分離 された複数 の第 1 非導電バ タ一

ンとを交互 に備 え、各第 1 導 電パ ター ンは、 少な くともその内部 に前記第 1

導 電パ ター ンと電気的に分離 されたサ ブ非導通パ ター ンとを備 え、各第 1 導

電パ ター ンの面積 A と前記各サ プ非導通 / 《ター ンの面積 B とが 5 % < B / (

A + B ) < 9 7 % の関係 を満たす。

[001 2] 好 ま しくは、各第 1 導 電パ ター ンの面積 A と各サ ブ非導通パ ター ンの面積

B とが 1 0 % B / ( A + B ) 8 0 % の関係 を満たす。

[001 3] 好 ま しくは、各第 1 導 電パ ター ンの面積 A と各サ ブ非導通パ ター ンの面積

B とが 1 0 % B / ( A + B ) 6 0 % の関係 を満たす。

[0014] 好 ま しくは、導電シ一 卜は、サ ブ非導通パ ター ンは第 1 方 向に延在 するス

リツ 卜状 であ り、各第 1 導 電パ ター ンは各サ ブ非導通パ ター ンによ り分割 さ

れ る複数 の第 1 導 電パ ター ン列 を有 し、各第 1 導 電パ ター ンの面積 A と各

サ ブ非導通パ ター ンの面積 B とが 4 0 ≤ B / ( A + B ) ≤ 6 0 % の

関係 を満たす。

[001 5] 好 ま しくは、各第 1 導 電パ ター ン列の幅の合計幅W a と、サ ブ非導通バ タ

— ンの幅の合計幅 と第 1 非導電パ ター ンの幅 との合計幅W b とが下記式 （1

) ( 2 ) の関係 を満たす。

( 1 ) 1 . 0 m m ≤ W a ≤ 5 . O m m

( 2 ) . 5 m m ≤ W b ≤ 5 . O m m

好 ま しくは、導電シ一 卜は、第 1 導 電パ ター ンは、周期 的に交差 する X 字

状 の構造 を有 し、第 1 導 電パ ター ンの面積 A 2 とサ ブ非導通パ ター ンの面積

B 2 とが 2 0 % B 2 / ( A 2 + B 2 ) 5 0 % の関係 を満た し、 よ り好 ま し

くは 3 0 % B 2 / ( A 2 + B 2 ) 5 0 % の関係 を満たす。

[001 6] 好 ま しくは、導電シ一 卜は、基体の第 2 の主面 に配置 され る第 2 電極パ タ

— ンをさ らに備 え、第 2 電極パ ター ンは金属細線 で構成 され、第 1 方 向 と直

交する第 2 方 向に延び る複数 の第 2 導 電パ ター ンとを有 する。



[001 7] 好ましくは、導電シー トは、複数の第 1導電パターンが均一形状の格子か

ら形成されており、格子の一辺の長さが 2 5 0 m以上 9 0 0 m以下であ

る。

[001 8] 好ましくは、第 1 電極パターンを構成する金属細線、及び 又は第 2 電極

パターンを構成する金属細線とは、 3 0 m以下の線幅を有する。

[001 9] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターン列の幅とサブ非導通パター

ンの幅とが実質的に等 しい。

[0020] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターン列の幅がサブ非導通パター

ンの幅より狭い。

[0021 ] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターン列の幅がサブ非導通パター

ンの幅より広い。

[0022] 好ましくは、導電シー トは、複数の第 1導電パターン列を電気的に接続す

る連結部を有する。

[0023] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターン列の本数が 1 0 本以下であ

る。

[0024] 好ましくは、導電シ一 卜は、サブ非導通パターンは複数の辺で囲まれてお

り、辺は、第一導電パターンを構成する格子の辺同士を接続させて複数の格

子を直線状に配列 して構成される。

[0025] 好ましくは、導電シ一 卜は、サブ非導通パターンは複数の辺で囲まれてお

り、辺は、第一導電パターンを構成する格子の辺同士を接続させて複数の格

子を直線状に複数配列させて構成される。

[0026] 好ましくは、導電シ一 卜は、サブ非導通パターンは複数の辺で囲まれてお

り、辺のいくつかは、第一導電パターンを構成する格子の辺同士を接続させ

て複数の格子を直線状に配列 して構成され、辺の他は格子を構成する頂角同

士を接続させて複数の格子を直線状に配列 して構成される。

[0027] 好ましくは、導電シ一 卜は、複数の格子で構成される辺により確定される

複数のサブ非導通パターンは格子の頂角同士を接続することで第 1方向に沿

うよう配列される。



[0028] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1方向に沿って隣接するサブ非導通パター

ンは、互いに異なる形状を有する。

[0029] 好ましくは、導電シ一 卜は、サブ非導通パターンを確定するための辺を構

成する複数の格子は、更に金属細線で構成される突出配線を有する。

[0030] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターンはサブ非導通パターンを所

定間隔で備えることで、周期的な交差部に格子を有さないX 字状の構造を有

する。

[0031 ] 好ましくは、導電シ一 卜は、第 1導電パターンの第 1方向に沿って隣接す

るサブ非導通パターンは、互いに同じ形状を有 し、かつ隣接する第 1導電パ

ターン間においては、サプ非導通/ 《ターンが互いに異なる形状を有する。

[0032] 本発明の別の態様によるタツチパネル、好ましくは静電容量式タツチパネ

ル、より好ましくは、投影型静電容量式タツチパネルは、本発明の導電シ一

卜を有する。

[0033] 本発明の別の態様の導電シー トは、第 1 の主面と第 2 の主面とを有する基

体と、第 1 の主面に配置される第 1 電極パターンを備え、第 1 電極パターン

は交差する複数の金属細線による複数の格子で構成され、第 1方向に延びる

複数の第 1導電パターンと、複数の第 1導電パターンを電気的に分離する複

数の第 1非導電パターンとを交互に備え、第 1非導電パターンは金属細線の

交差部以外に第 1 断線部を有 し、前記第 2 の主面に配置される第 2 電極バタ

—ンを備え、第 2 電極パターンは交差する複数の金属細線による複数の格子

で構成され、第 1方向と直交する第 2 方向に延びる複数の第 2 導電パターン

と、複数の第 2 導電パターンを電気的分離する複数の第 2 非導電パターンと

を交互に備え、第 2 非導電パターンは金属細線の交差部以外に第 2 断線部を

有 し、上面視において、複数の第 1導電パターンと複数の第 2 導電パターン

とが直交するように、かつ第 1 電極パターンの格子と第 2 電極パターンの格

子により小格子を形成するよう、第 1 電極パターンと第 2 電極パターンとが

基体に配置される。

[0034] 本発明の別の導電シー トは、第 1 の主面と第 2 の主面とを有する第 1基体



と、第 1 基体の第 1 の主面に配置される第 1 電極パターンを備え、第 1 電極

パターンは交差する複数の金属細線による複数の格子で構成され、第 1 方向

に延びる複数の第 1 導電パターンと、複数の第 1 導電パターンを電気的に分

離する複数の第 1 非導電パターンとを交互に備え、第 1 非導電パターンは金

属細線の交差部以外に第 1 断線部を有 し、第 1 の主面と第 2 の主面とを有す

る第 2 基体と、第 2 基体の第 1 の主面に配置される第 2 電極パターンを備え

、第 2 電極パターンは交差する複数の金属細線による複数の格子で構成され

、第 1 方向と直交する第 2 方向に延びる複数の第 2 導電パターンと、複数の

第 2 導電パターンを電気的に分離する複数の第 2 非導電パターンとを交互に

備え、第 2 非導電パターンは金属細線の交差部以外に第 2 断線部を有 し、上

面視において、複数の第 1 導電パターンと複数の第 2 導電パターンとが直交

するように、かつ第 1 電極パターンの格子と第 2 電極パターンの格子により

小格子を形成するよう、第 1 基体と第 2 基体とが配置される。

[0035] 本発明の別の態様の導電シー トは、好ましくは、第 1 断線部は第 1 非導電

パターンの金属細線の交差部と交差部との中央付近に位置 し、第 2 断線部は

第 2 非導電パターンの金属細線の交差部と交差部との中央付近に位置する。

[0036] 本発明の別の態様の導電シ一 卜は、好ましくは、第 1 断線部及び前記第 2

断線部の幅が前記金属細線の線幅を超え、 5 0 m以下である。

[0037] 本発明の別の態様の導電シ一 卜は、好ましくは、上面視において、前記第

1 非導電パターンの第 1 断線部に前記第 2 導電パターンの前記金属細線を位

置させ、前記第 2 非導電パターンの第 2 断線部に前記第 1 導電パターンの前

記金属細線を位置させる。

[0038] 本発明の別の態様の導電シー トは、好ましくは、第 1 導電パターンの金属

細線、及び第 2 導電パターンの金属細線の幅を a とし、第 1 非導電パターン

の第 1 断線部、及び第 2 非導電パターンの第 2 断線部の幅を b としたとき、

b - a ≤ 3 0 mの関係式を満たす。

[0039] 本発明の別の態様の導電シー トは、好ましくは、第 1 導電パターンの金属

細線、及び第 2 導電パターンの金属細線の幅を a とし、第 1 非導電パターン



の第 1 断線部、及び第 2 非導電パターンの第 2 断線部の幅を b としたとき、

( b - a ) / a ≤ 6 の関係式を満たす。

[0040] 本発明の別の態様の導電シー トは、好ましくは、第 1導電パターンの金属

細線の中心位置と第 2 非導電/ 《ターンの第 2 断線部の中心位置との位置ずれ

、及び第 2 導電パターンの金属細線の中心位置と第 1非導電パターンの第 1

断線部の中心位置との位置ずれは 1 0 m以下の標準偏差を有する。

[0041 ] 本発明の別の態様の導電シー トにおける、前記第 1 電極パターンの前記格

子と前記第 2 電極パターンの前記格子とは、 2 5 0 m ~ 9 0 0 の格子

ピッチを、好ましくは 3 0 O m ~ 7 0 O mの格子 ピッチを有 し、前記小

格子は 1 2 5 m ~ 4 5 0 mの格子 ピッチを、好ましくは、 1 5 〇 m ~

3 5 0 mの格子 ピッチを有する。

[0042] 本発明の別の態様の導電シー トは、好ましくは、前記第 1 電極パターンを

構成する前記金属細線 と前記第 2 電極パターンを構成する前記金属細線 とは

、 3 0 m以下の線幅を有する。

[0043] 本発明の別の態様の導電シ一 卜は、好ましくは、前記第 1 電極パターンの

前記格子と前記第 2 電極パターンの前記格子とは、ひ し形の形状を有する。

[0044] 本発明の静電容量方式タツチパネルは、前記導電シー トを有する。

[0045] 上述の態様の導電シ一 卜、及び静電容量方式タツチパネルによれば、視認

性の低下を抑えることができる。

発明の効果

[0046] 本発明によれば、検出精度の高い、金属細線で構成された電極パターンを

有する導電シ一 卜及びタツチパネルを提供することができる。

図面の簡単な説明

[0047] [ 図 1] タツチパネル用の導電シ一 卜の概略平面図。

[ 図2 ]導電シ一 卜の概略断面図。

[ 図3] 本実施形態の導電シー トを含むタツチパネルの動作を説明する説明図。

[ 図4] 従来の導電シー トを含むタツチパネルの動作を説明する説明図。

[ 図5] 第 1 の実施形態の一の第 1 電極パターンの例を示す平面図。



[ 図 6 ] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図7 ] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図8 ] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 9 ] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 10 ] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パター ンの例 を示す平面図。

[ 図 11] 第 1 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 12 ] 第 2 の実施形態の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 13 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 14] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 15 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 16 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パター ンの例 を示す平面図。

[ 図 17 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 18 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図 19 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図20] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図2 1 ] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図22] 第 2 の実施形態の別の第 1 電極パター ンの例 を示す平面図。

[ 図23] 本実施形態の第 2 電極パ ター ンの例 を示す平面図。

[ 図24] 第 1 電極パ ター ンと第 2 電極パ ター ンとを組み合わせたタツチパネル

用の導電シ一 卜の例 を示す平面図。

[ 図25] 第 1 電極パ ター ンと第 2 電極パ ター ンとを組み合わせた別のタツチパ

ネル用の導電シ一 卜の例 を示す平面図。

[ 図26] ダミーター ンを有する第 1 の実施形態の第 1 電極パター ンの例 を示す

平面図。

[ 図27] ダミーパ ター ンの部分拡大図。

[ 図28] ダミーター ンを有する第 2 の実施形態の第 1 電極パ ター ンの例 を示す

平面図。

[ 図29] ダミーター ンを有する第 2 電極パ ター ンの例 を示す平面図。



[ 図30] ダミーパターンの部分拡大図。

[図3 1]別の第 1 電極パターンと第 2 電極パターンとを組み合わせたタツチパ

ネル用の導電シ一 卜の例を示す平面図。

[図32] さらに別の第 1 電極パターンと第 2 電極パターンとを組み合わせたタ

ツチパネル用の導電シ一 卜の例を示す平面図。

[図33] 別の導電シ一 卜の概略断面図。

[図34] タッチパネル用導電シ一 卜を一部省略して示す分解斜視図。

[図35A] 図 3 5 A はタツチパネル用導電シ一 卜の一例を一部省略して示す断面

図。

[図35B] 図 3 5 B はタツチパネル用導電シ一 卜の他の例を一部省略して示す断

面図。

[図36] 第 1導電シ一 卜に形成される第 1 電極パターンの例を示す平面図。

[図37] 第 2 導電シ一 卜に形成される第 2 電極パターンの例を示す平面図。

[図38] 第 1導電シ一 卜と第 2 導電シ一 卜を組み合わせてタツチパネル用導電

シー トとした例を一部省略して示す平面図。

[図39] 金属細線と断線部との位置関係を示す概略図。

[図40] 金属細線の中心位置と断線部の中心位置との関係を示す概略図。

発明を実施するための形態
[0048] 以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について説明する。

本発明は以下の好ましい実施の形態により説明されるが、本発明の範囲を逸

脱することなく、多くの手法により変更を行うことができ、本実施の形態以

外の他の実施の形態を利用することができる。 したがって、本発明の範囲内

における全ての変更が特許請求の範囲に含まれる。なお、本明細書において

数値範囲を示す 「~ 」は、その前後に記載される数値を下限値及び上限値と

して含む意味として使用される。

[0049] 図 1 は、タツチパネル用の導電シ一 卜1 の概略平面図である。導電シ一 卜

1 は、金属細線で構成される第 1 電極パターン 1 0 と、金属細線で構成され

る第 2 電極パターン4 0 とを備える。第 1 電極パターン 1 0 は、第 1方向 （



X 方向）に延び、互いに並列に配置された複数の第 1 導電パターン 1 2 を含

む。第 2 電極パターン4 0 は、第 1 方向 （X 方向） と直交する第 2 方向 （Y

方向）に延び、互いに並列に配列された第 2 導電パターン4 2 を含む。

[0050] 各第 1 導電パターン 1 2 は、その一端 において、第 1 電極端子 1 4 と電気

的に接続 される。 さらに、各第 1 電極端子 1 4 は導電性の第 1 配線 1 6 と電

気的に接続 される。各第 2 導電パターン4 2 は、その一端 において、第 2 電

極端子 4 4 と電気的に接続 される。各第 2 電極端子 4 4 は導電性の第 2 配線

4 6 と電気的に接続 される。

[0051 ] 図 2 は、本実施形態に係 る導電シ一 卜1 の概略断面図である。導電シ一 卜

1 は、第 1 の主面 と第 2 の主面 とを有する基体 3 0 と、基体 3 0 の第 1 の主

面に配置された第 1 電極パターン 1 0 と、基体 3 0 の第 2 の主面に配置され

た第 2 電極パターン4 0 と、 を有する。第 1 電極パターン 1 0 は第 1 導電パ

ターン 1 2 を有 し、各第 1 導電パターン 1 2 は各第 1 導電パターン 1 2 と電

気的に分離 されたサブ非導通パターン 1 8 を有する。図 2 の実施の形態では

、隣接する 2 つの第 1 導電パターン 1 2 を表 してお り、各第 1 導電パターン

1 2 は 2 つのサブ非導通パターン 1 8 を有 している。但 し、 これに限定され

るものではない。

[0052] 図 3 は、図 2 の導電シ一 卜1 を含むタツチパネルに指 5 0 0 を接触 させた

状態の図である。指 5 0 0 がサブ非導通パターン 1 8 を有する第 1 導電バタ

—ン 1 2 に触れると、第 2 導電パターン4 2 か ら放出された電気力線がサブ

非導通パターン 1 8 を通過する。つまり、電気力線が第 1 導電パターン 1 2

と第 2 導電パターン4 2 の間で閉 じられない。その結果、指 5 0 0 の接触 に

より生 じた静電容量の変化を確実に認識することができる。

[0053] 図 4 は、従来の導電シ一 卜1 0 1 を含むタツチパネルに指 5 0 0 を接触 さ

せた状態の図である。導電シ一 卜1 0 1 は、第 1 の主面 と第 2 の主面 とを有

する基体 3 0 0 と、基体 3 0 0 の第 1 の主面に配置された第 1 電極パターン

1 1 0 と、基体 3 0 0 の第 2 の主面に配置された第 2 電極パターン4 0 0 と

、 を有する。第 1 電極パターン 1 1 0 の各第 1 導電パターン 1 2 0 は、各第



導電パターン 1 2 0 と電気的に分離されたサブ非導通パターンを備えてい

ない。つまり、各第 1導電パターン 1 2 0 は均一な導電領域で構成される。

その結果、第 2 導電パターン4 2 0 から放出された電気力線が、第 1導電パ

ターン 1 2 0 と第 2 導電パターン4 2 0 の間で閉 じられて しまい、指 5 0 0

の接触を検出できない場合がある。

[0054] —態様による導電シ一 卜1 において、各第 1導電パターン 1 2 は内部に第

1導電パターン 1 2 と電気的に分離されたサブ非導通パターン 1 8 を備えて

いる。さらに、各第 1導電パターン 1 2 の面積 A と各サブ非導通パターン 1

8 の面積 B としたとき、 5 %< B / ( A + B ) < 9 7 %の関係を満たす。面

積 A は、一つの第 1導電パターン 1 2 の一端から他端までの全体の面積であ

り、面積 B は、一つの第 1導電パターン 1 2 の一端から他端までに含まれる

サブ非導通パターン 1 8 の面積である。他の実施形態では、 1 0 % B / (

A + B ) 8 0 %の関係を満たす。さらに、別の実施形態では、 1 0 % B

/ ( A + B ) 6 0 %の関係を満たす。

[0055] < < 第 1 電極パターン> >

< 第 1 の実施形態>

図 5 は、第 1 の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を有する導電シ一 卜

1 を示す。図 5 は、第 1電極パターン 1 0 は金属細線による複数の格子 2 6

にて構成された 2 種類の第 1導電パターン 1 2 を示す。複数の格子 2 6 は略

均一な形状である。ここで略均一とは完全一致する場合に加えて、一見 して

格子 2 6 の形、大きさが同 じであることを意味する。

[0056] 各第 1導電パターン 1 2 は、一端において、第 1電極端子 1 4 と電気的に

接続される。各第 1電極端子 1 4 は各第 1配線 1 6 の一方端と電気的に接続

される。各第 1配線 1 6 は、他方端で、端子 2 0 と電気的に接続される。各

第 1導電パターン 1 2 は第 1非導電パターン2 8 により電気的に分離される

[0057] なお、視認性が求められるディスプレイの前に配置される透明導電膜とし

て導電シ一 卜1 が使用される場合には、第 1非導電パターン2 8 として、後



述する断線部を有する金属配線で構成されるダミ一パターンが形成される。

—方、視認性が特に求められないノ一 卜パソコン、タツチパッド等の前に配

置される透明導電膜として導電シ一 卜1 が使用される場合には、第 1非導電

パターン2 8 として、金属細線で構成されるダミーパターンが形成されずス

ペースとして存在する。

[0058] 各第 1導電パターン 1 2 は第 1方向 （X 方向）に延在 し、並列して配列さ

れる。各第 1導電パターン 1 2 は各第 1導電パターン 1 2 と電気的に分離す

るスリット状のサブ非導通パターン 1 8 を備える。各第 1導電パターン 1 2

は各サプ非導通/ 《ターン 1 8 により分割される複数の第 1導電パターン列 2

2 を備える。

[0059] なお、視認性が求められるディスプレイの前に配置される透明導電膜とし

て導電シ一 卜1 が使用される場合には、サブ非導通パターン 1 8 として、後

述する断線部を有する金属配線で構成されるダミ一パターンが形成される。

—方、視認性が特に求められないノ一 卜パソコン、タツチパッド等の前に配

置される透明導電膜として導電シ一 卜1 が使用される場合には、サブ非導通

パターン 1 8 として、金属細線で構成されるダミーパターンが形成されずス

ペースとして存在する。

[0060] 第 1 の第 1導電パターン 1 2 は、図 5 の上側に示すように、他方端の開放

したスリツ卜状のサブ非導通パターン 1 8 を備える。他方端が開放 している

ので、第 1 の第 1導電パターン 1 2 は櫛形構造となる。本実施形態において

、第 1 の第 1導電パターン 1 2 は 2 つのサブ非導通パターン 1 8 を有 してお

り、これにより3 本の第 1導電パターン列 2 2 が形成される。各第 1導電パ

ターン列 2 2 は第 1 電極端子 1 4 とそれぞれ接続されているので、同電位と

なる。

[0061 ] 更にもう 1 つの第 1導電パターン 1 2 、つまり、第 2 の第 1導電パターン

1 2 は、図 5 の下側に示すように、他方端に、追加の第 1 電極端子 2 4 を備

えている。スリット状のサブ非導通パターン 1 8 は第 1導電パターン 1 2 内

に閉じられている。追加の第 1 電極端子 2 4 を設けることで各第 1導電バタ



—ン 1 2 の検査を容易に行うことができる。本実施の形態では、第 2 の第 1

導電パターン 1 2 は2 つの閉じられたサブ非導通パターン 1 8 を有しており

、これにより、第 1導電パターン 1 2 内に3 本の第 1導電パターン列 2 2 が

形成される。各第 1導電パターン列 2 2 は第 1電極端子 1 4 と追加の第 1電

極端子 2 4 とそれぞれ接続されているので、同電位となる。この第 1導電パ

ターン列は櫛形構造の変形例の 1つである。

[0062] 第 1導電パターン列 2 2 の数は2 本以上であればよく、 1 0 本以下、好ま

しくは7 本以下の範囲で、金属細線のパターン設計との関係も考慮して決定

される。

[0063] また3 本の第 1導電パターン列 2 2 の金属細線のパターン形状は同一でも

異なっていてもよい。図 5 では、それぞれの第 1導電パターン列 2 2 は異な

る形状となっている。第 1の第 1導電パターン 1 2 では、 3 本の第 1導電パ

ターン列 2 2 のなかで最も上側にある第 1導電パターン列 2 2 は、隣接する

山型の金属配線を交差させながら第 1方向 （X 方向）に沿って延在させるこ

とで構成される。上側にある第 1導電パターン列 2 2 は完全な格子 2 6 では

なく、下側の頂角を備えない構造となる。中央にある第 1導電パターン列 2

2 は、隣接する格子 2 6 の一辺同士を接触させて、第 1方向 （X 方向）に沿

つて延在させることで、 2 列により構成される。最も下側にある第 1導電パ

ターン列 2 2 は、隣接する格子 2 6 の頂角同士を接触させて、第 1方向 ( X

方向）に沿って延在させ、さらに各格子 2 6 の一辺を延長させることで構成

される。

[0064] 第 2 の第 1導電パターン 1 2 では、最も上側にある第 1導電パターン列 2

と最も下側にある第 1導電パターン列 2 2 とは実質的に同じ格子形状であ

り、隣接する格子 2 6 の一辺同士を接触させて、第 1方向 （X 方向）に沿つ

て延在させることで、 2 列により構成される。第 2 の第 1導電パターン 1 2

の中央の第 1導電パターン列 2 2 は隣接する格子 2 6 の頂角同士を接触させ

て、第 1方向 （X 方向）に沿って延在させ、さらに各格子 2 6 の一辺を延長

させることで構成される。



[0065] —の実施形態において、第 1導電パターンの 1 2 面積 A とサブ非導通パ

ターン 1 8 の面積 B 1 としたとき、 1 0 % B 1 Z ( A 1 + B 1 ) 8 0 %が

好ましく、 4 0 % B 1 ( A 1 + B 1 ) 6 0 %であることがさらに好まし

し、。この範囲とすることにより、指が導電シ一 卜1 に接触 したときと、指が

接触 していないときの静電容量の差を大きくできる。つまり、接触有無の検

出精度を高めることができる。

[0066] なお、各面積は次のようにして求めることができる。複数の第 1導電バタ

—ン列 2 2 と接する仮想線を引き、この仮想線で囲まれた第 1導電パターン

2 、及びサブ非導通パターン 1 8 を計算することで、各面積が求められる

[0067] 第 1導電パターン列 2 2 の幅の合計幅をW a と、サブ非導通パターン 1 8

の幅の合計と第 1非導電パターン2 8 の幅との合計をW b とした場合、下記

式 （W 1 — 1 ) の条件を満たすことが好ましく、下記式 （W 1 —2 ) の条件

を満たすことがより好ましく、下記式 （W 1 —3 ) の条件を満たすことがよ

り好ましい。また下記式 （W 2 — 1 ) の条件を満たすことが好ましく、下記

式 （W 2 —2 ) の条件を満たすことがより好ましく、下記式 （W 2 — 3 ) の

条件を満たすことがより好ましい。

[0068] 10 ≤ (W a (W a +W b ) ) X 0 0 ≤ 80 - - (W - )

10 ≤ (W a (W a +W b ) ) X 0 O ≤ 60 (W - )

30 ≤ (W a (W a +W b ) ) X 0 0 ≤ 55 (W - 3 )

W a ≤ (W a +W b ) / 2 (W 2 - )

(W a +W b ) / 5 ≤ W a ≤ (W a +W b ) / 2 - - (W 2 - 2 )

(W a +W b ) / 3 ≤ W a ≤ (W a +W b ) / 2 - - (W 2 - 3 )

第 1導電パターン列 2 2 の幅の合計が小さいと、電極の抵抗が大きくなる

ためタツチパネルの応答が遅 くなる傾向があるが、静電容量が小さくなるた

め接触する指の認識能力がよくなる傾向がある。他方、第 1導電パターン列

2 の幅の合計が大きいと、電極の抵抗が低 くなるためタツチパネルの応答

が良くなる傾向があるが、静電容量が大きくなるため接触する指の認識能力



が悪 く傾向がある。 これ らは トレー ドオフする関係 にあるが、上記式の範囲

にあることで、 タツチパネルの応答 と指の認識能力の最適化を図ることが可

能 となる。

[0069] ここで図 5 に示すように第 1 導電パターン列 2 2 の幅 a 1、 a 2 、 a 3 の

合計がW a とな り、サブ非導通パターン 1 8 の幅 b 1、 b 2 と第 1 非導電パ

ターン 2 8 の幅 b 3 との合計がW b となる。

[0070] 図 5 では、追加の第 1 電極端子 2 4 を備えていない第 1 の第 1 導電パター

ン 1 2 と追加の第 1 電極端子 2 4 を備えている第 2 の第 1 導電パターン 1 2

とを同一面上に形成 した一枚の導電シ一 卜1 を示 している。 しか しなが ら、

第 1 の第 1 導電パターン 1 2 と第 2 の第 1 導電パターン 1 2 とを混在 させる

必要はな く、第 1 の第 1 導電パターン 1 2 、又は第 2 の第 1 導電パターン 1

2 のいずれか一方のみが形成 されていれば良い。

[0071 ] 他の実施形態では、 さらに、好ま しくは、各第 1 導電パターン列 2 2 の幅

の合計幅をW a と、各サブ非導通パターン 1 8 の幅の合計 と第 1 非導電バタ

—ン 2 8 の幅 との合計幅をW b と した場合、 1 . O m m W a 5 . O m m

、及び 1 . 5 m m W b 5 . O m mの関係 を満たす。人の平均的な指の大

きさを考慮すると、W a とW b をこの範囲とすることにより、 より正確 に接

触位置を検出することができる。 さらにW a の値 について、 1 . 5 m m W

a ≤ 4 . O m mが好ま しく、 2 . 0 m m ≤ W a ≤ 2 . 5 m mがさらに好ま し

し、。 また、 さらにW b の値 について、 1 . 5 m m W b 4 . O m mが好ま

しく、 2 . 0 m m ≤ W b ≤ 3 . O m mがさらに好ま しい。

[0072] 第 1 電極パターン 1 0 を構成する金属細線は、例えば、 3 0 m 以下の線

幅を有する。第 1 電極パターン 1 0 を構成する金属細線は、例えば、金、銀

、銅などの金属材料や金属酸化物等の導電材料で構成 される。

[0073] 金属細線の線幅に関 して、 3 0 m以下、好ま しくは 1 5 从m以下、 より

好ま しくは 1 0 m以下、 より好ま しくは 9 m以下、 より好ま しくは 7 从

m以下であ り、 0 . 5 m以上、好ま しくは 1 m以上であることが望 ま し

い。



[0074] 第 1 電極パターン 1 0 は交差する金属細線で構成される複数の格子 2 6 を

含んでいる。格子 2 6 は金属細線で囲まれる開口領域を含んでいる。格子 2

6 は 9 0 0 m以下、 2 5 0 m以上の長さの一辺を有する。一辺の長さは

、 7 0 0 Ί以下、 3 0 0 m以上であることが望ましい。

[0075] 本実施の形態における第 1導電パターン 1 2 では、可視光透過率の点から

開口率は 8 5 %以上であることが好ましく、 9 0 %以上であることがさらに

好ましく、 9 5 %以上であることが最も好ましい。開口率とは、所定領域に

おいて第 1電極パターン 1 0 の金属細線を除いた透光性部分が全体に占める

割合に相当する。

[0076] 上述の導電シ一 卜1 では、格子 2 6 は略ひ し形の形状を有 している。但 し

、その他、多角形状としてもよい。また、一辺の形状を直線状の他、湾曲形

状でもよいし、円弧状にしてもよい。円弧状とする場合は、例えば対向する

2 辺については、外方に凸の円弧状とし、他の対向する2 辺については、内

方に凸の円弧状としてもよい。また、各辺の形状を、外方に凸の円弧と内方

に凸の円弧が連続 した波線形状としてもよい。もちろん、各辺の形状を、サ

ィン曲線にしてもよい。

[0077] 次に、図 6 ~ 1 1 を参照 して、第 1 の実施形態の別の第 1電極パター ンの

例を説明する。

[0078] 図 6 は、別の実施形態に係る第 1電極パター ン 1 0 を示す。第 1電極バタ

—ン 1 0 は金属細線による多数の格子 2 6 にて構成された第 1導電パターン

2 を備える。第 1導電パター ン 1 2 は第 1方向 （X 方向）に延在する。第

1導電パターン 1 2 は第 1導電パターン 1 2 を電気的に分離するためのスリ

ッ卜状のサブ非導通パターン 1 8 を備える。第 1導電パターン 1 2 はサブ非

導通パターン 1 8 により分割される複数の第 1導電パターン列 2 2 を備える

。図 6 に示すように、各第 1導電パター ン列 2 2 は、第 1方向 （X 方向）に

—列に並んだ複数の格子 2 6 により構成される。各第 1導電パターン列 2 2

は、端部に配置された金属細線による多数の格子 2 6 により電気的に接続さ

れる。



[0079] 図 6 に示すように、各第 1 導電パター ン列 2 2 は、端部 において第 2 方向

( Y 方向）に並んだ 5 つの格子 2 6 のうち、 1 番 目の格子 と、 3 番 目の格子

と、 5 番 目の格子 とか ら第 1 方向 （X 方向）に向けて延在する。その結果、

第 1 導電パターン 1 2 の幅 a 1、 a 2 、 a 3 とサブ非導通パターン 1 8 の幅

b 1、 b 2 とは、実質的に同 じ長さ （格子 2 6 の対角線の長さ） となる。

[0080] 図 7 は、別の実施形態に係 る第 1 電極パターン 1 0 を示す。上述 と同一の

構成 には同一の符号を付 し、説明を省略する場合がある。第 1 電極パターン

1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 された第 1 導電パターン 1 2

を備える。第 1 導電パター ン 1 2 は第 1 方向 （X 方向）に延在する。第 1 導

電パター ン 1 2 は第 1 導電パター ン 1 2 を電気的に分離するためのス リッ 卜

状のサブ非導通パターン 1 8 を備える。図 7 に示すように、各第 1 導電バタ

—ン列 2 2 は、第 1 方向 （X 方向）に一列に並んだ複数の格子 2 6 により構

成 される。

[0081 ] 図 6 と異な り、図 7 では、各第 1 導電パター ン列 2 2 は、第 2 方向 （Y 方

向）に並んだ 6 つの格子 2 6 のうち、 1 番 目の格子 と、 3 番 目の格子 と4 番

目の格子 との間と、 6 番 目の格子 とか ら、第 1 方向 （X 方向）に向けて延在

する。つまり、図 6 と比較 して、図 7 の複数の第 1 導電パターン列 2 2 は、

格子 2 6 の半個分長い ピッチで配列される。その結果、サブ非導通パターン

1 8 の幅 b 1、 b 2 は、第 1 導電パターン 1 2 の幅 a 1、 a 2 、 a 3 よ り長

くなる。サブ非導通パターン 1 8 の幅 b 1、 b 2 は格子 2 6 の対角線の 1 .

5 倍の長さであ り、第 1 導電パターン 1 2 の幅 a 1、 a 2 、 a 3 は格子 2 6

の対角線の長さである。図 7 ではサブ非導通パターン 1 8 の幅が広い第 1 電

極パター ン 1 0 となる。

[0082] 図 8 は、別の実施形態に係 る第 1 電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1 電

極パターン 1 0 と同一の構成 には同一の符号を付 し、説明を省略する場合が

ある。第 1 電極パターン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 され

た第 1 導電パター ン 1 2 を備える。第 1 導電パター ン 1 2 は第 1 方向 （X 方

向）に延在する。第 1 導電パター ン 1 2 は第 1 導電パター ン 1 2 を電気的に



分離するためのスリット状のサブ非導通パターン 1 8 を備える。図 8 に示す

ように、各第 1導電パターン列 2 2 は、第 1方向 （X 方向）に2 列に並んだ

複数の格子 2 6 により構成される。

[0083] 図 8 では、各第 1導電パターン列 2 2 は、第 2 方向 （Y 方向）に並んだ 6

つの格子 2 6 のうち、 1番目の格子と、 3 番目の格子と4 番目の格子と、 5

番目の格子と6 番目の格子とから、第 1方向 （X 方向）に向けて 2 列ずっ延

在する。その結果、サブ非導通パターン 1 8 の幅 b 1、 b 2 は、第 1導電パ

ターン 1 2 の幅 a 1、 a 2 、 a 3 より短 くなる。サブ非導通パターン 1 8 の

幅 b 1、 b 2 は格子 2 6 の対角線の長さであり、第 1導電パターン 1 2 の幅

a 1、 a 2 、 a 3 は格子 2 6 の対角線の 1 . 5 倍の長さとなる。図 8 では第

1導電パターン 1 2 の幅が広い第 1電極パターン 1 0 となる。

[0084] 図 9 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1電

極パターン 1 0 と同一の構成には同一の符号を付 し、説明を省略する場合が

ある。図 9 に示す第 1電極パターン 1 0 は図 8 に示す第 1電極パターン 1 0

と基本的に同 じ構造を有 している。図 6 とは次の点で異なる。図 9 では、各

第 1導電パターン列 2 2 を電気的に接続する連結部 2 7 を、第 1導電パター

ン列 2 2 の端部以外の場所に備えている。連結部 2 7 を有 しているので、第

導電パターン列 2 2 が長 くなり配線抵抗が大きくなつても、各第 1導電パ

ターン列 2 2 を同電位に維持することができる。

[0085] 図 1 0 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パターン 1 0 と同一の構成には同一の符号を付 し、説明を省略する場合

がある。図 1 0 に示す第 1電極パターン 1 0 は図 6 に示す第 1電極パターン

0 と基本的に同 じ構造を有 している。図 6 と異なり、図 1 0 では、第 1導

電パターン列 2 2 が 3 列ではなく2 列である。第 1電極パターン 1 0 の第 1

導電パターン列 2 2 は 2 列以上であれば、指の検出精度を高くすることがで

きる。

[0086] 図 1 1 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パターン 1 0 と同一の構成には同一の符号を付 し、説明を省略する場合



がある。図 1 1 に示す第 1電極パターン 1 0 は図 6 に示す第 1電極パターン

0 と基本的に同 じ構造を有 している。図 6 と異なり、図 1 1 では、第 1導

電パターン列 2 2 が 3 列ではなく4 列である。第 1電極パターン 1 0 の第 1

導電パターン列 2 2 は 2 列以上、例えば 5 列以上でも、指の検出精度を高く

することができる。

[0087] なお、図 6 〜図 1 1 において、各面積は次のようにして求めることができ

る。複数の第 1導電パターン列 2 2 と接する仮想線を引き、この仮想線で囲

まれた第 1導電パターン 1 2 、及びサブ非導通パターン 1 8 を計算すること

で、各面積が求められる。

[0088] < 第 2 の実施形態>

図 1 2 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を有する導電シ一 卜

1 を示す。図 5 と同様の構成には同 じ符号を付 して説明を省略する場合があ

る。図 1 2 は、第 1電極パターン 1 0 は金属細線による複数の格子 2 6 にて

構成された 2 種類の第 1導電パターン 1 2 を示す。複数の格子 2 6 は略均一

な形状である。ここで略均一とは完全一致する場合に加えて、一見 して格子

2 6 の形、大きさが同 じであることを意味する。

[0089] 各第 1導電パターン 1 2 は、一端において、第 1電極端子 1 4 と電気的に

接続される。各第 1電極端子 1 4 は各第 1配線 1 6 の一方端と電気的に接続

される。各第 1配線 1 6 は、他方端で、端子 2 0 と電気的に接続される。各

第 1導電パターン 1 2 は第 1非導電パターン2 8 により電気的に分離される

[0090] なお、視認性が求められるディスプレイの前に配置される透明導電膜とし

て導電シ一 卜1 が使用される場合には、第 1非導電パターン2 8 として、後

述する断線部を有する金属配線で構成されるダミ一パターンが形成される。

—方、視認性が特に求められないノ一 卜パソコン、タツチパッド等の前に配

置される透明導電膜として導電シ一 卜1 が使用される場合には、第 1非導電

パターン2 8 として、金属細線で構成されるダミーパターンが形成されずス

ペースとして存在する。



[0091 ] 1 つめの第 1 導電パターン、つまり、第 1 の第 1 導電パターン 1 2 は、図

1 2 の上側 に示すように、追加の第 1 電極端子 2 4 を有 していない。一方、

第 1 の第 1 導電パターン 1 2 は、図 1 2 の下側 に示すように、更なる別の第

1 導電パターン、つまり、追加の第 1 電極端子 2 4 を有 している。図 1 2 で

は、追加の第 1 電極端子 2 4 を備えていない第 1 の第 1 導電パターン 1 2 と

追加の第 1 電極端子 2 4 を備えている第 2 の第 1 導電パターン 1 2 とを同一

面上に形成 した一枚の導電シ一 卜1 を示 している。 しか しなが ら、第 1 の第

1 導電パターン 1 2 と第 2 の第 1 導電パターン 1 2 とを混在 させる必要はな

く、第 1 の第 1 導電パターン 1 2 、又は第 2 の第 1 導電パターン 1 2 のいず

れか一方のみが形成 されていれば良い。

[0092] 本実施の形態では、第 1 導電パターン 1 2 は、周期的に交差するX 字状の

構造を有する。その周期は適宜選択することができる。各第 1 導電パターン

1 2 の面積 A とサブ非導通パターン 1 8 の面積 B 2 とすると 1 0 % B

/ ( A 2 + B 2 ) 8 0 % の関係 を満たす。他の実施形態では、 2 0 % B 2

/ ( A 2 + B 2 ) 5 0 % の関係 を満たす。 さらに、別の実施形態では、 3

0 % ≤ B 2 / ( A 2 + B 2 ) 5 0 % の関係 を満たす。

[0093] なお、面積は次のように して求めることができる。第 1 導電パターン 1 2

の面積 に関 しては、格子 2 6 の単位面積 X 格子 2 6 の数で算出される。サ ブ

非導通パターン 1 8 の面積 に関 しては、仮想の格子 2 6 を配置 し、仮想の格

子 2 6 の単位面積 X 格子 2 6 の数で算出される。

[0094] なお、視認性が求め られるデ ィスプレイの前 に配置される透明導電膜 と し

て導電シ一 卜1 が使用される場合には、サブ非導通パターン 1 8 と して、後

述する断線部 を有する金属配線で構成 されるダミ一パターンが形成 される。

—方、視認性が特 に求め られないノ一 卜パ ソコン、 タツチパ ッ ド等の前 に配

置される透明導電膜 と して導電シ一 卜1 が使用される場合には、サブ非導通

パターン 1 8 と して、金属細線で構成 されるダミーパターンが形成 されずス

ペースと して存在する。

[0095] この範囲とすることにより、指が接触 したときと、指が接触 していないと



きの静電容量の差を大きくできる。つまり、指の接触の検出精度を高めるこ

とができる。

[0096] 第 1電極パターン 1 0 を構成する金属細線の線幅、及び構成する材料は図

5 の実施形態と実質的には同じである。また、第 1電極パターン 1 0 を構成

する金属細線の格子 2 6 についても、図 5 の実施形態と実質的には同じであ

る。

[0097] 次に、図 1 3 〜図2 2 を参照して、第 2 の実施形態の別の第 1電極パター

ンの例を説明する。

[0098] 図 1 3 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パターン 1 0 と同一の構成には同一の符号を付し、説明を省略する場合

がある。第 1電極パターン 1 0 は金属細線による多数の格子 2 6 にて構成さ

れた第 1導電パターン 1 2 を備える。第 1導電パターン 1 2 は、第 1の方向

に沿う複数のサブ非導通パターン 1 8 を備えることにより、周期的に交差す

るX 字状の構造を有する。

[0099] 図 1 3 に示す第 1導電パターン 1 2 では、サブ非導通パターン 1 8 は4 つ

の辺で囲まれることで確定される。一つの辺は、辺同士を接続させて直線状

に配列した複数の格子 2 6 で構成される。直線状に配列した複数の格子 2 6

によりサブ非導通パターン 1 8 を囲むことで、ダイヤモンドパターン （菱形

のパターン）が形成される。隣接するダイヤモンドパターン同士は電気的に

接続される。図 1 3 では、格子 2 6 の辺を介して、隣接するダイヤモンドパ

ターン同士は電気的に接続される。

[01 00] 図 1 4 は、別の実施形態に係る第 1電極パターン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パターン 1 0 と同一の構成には同一の符号を付し、説明を省略する場合

がある。第 1電極パターン 1 0 は金属細線による多数の格子 2 6 にて構成さ

れた第 1導電パターン 1 2 を備える。第 1導電パターン 1 2 は、第 1の方向

に沿う複数のサブ非導通パターン 1 8 を備えることにより、周期的に交差す

るX 字状の構造を有する。

[01 0 1 ] 図 1 4 に示す第 1導電パターン 1 2 では、サブ非導通パターン 1 8 は4 つ



の辺で囲まれることで確定される。一つの辺は、辺同士を接続 させて直線状

に配列 した複数の格子 2 6 を複数段 にすることで構成 される。図 1 4 では一

つの辺は 2 段 で構成 されているが、 2 段 に限定されるものではない。

[01 02] 図 1 5 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的に交差す

るX 字状の構造 を有する。

[01 03] 図 1 5 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2 では、サ ブ非導通パ ター ン 1 8 は 6 つ

の辺で囲まれることで確定される。 6 つの辺の うち、 4 つの辺は、隣接する

格子 2 6 の辺同士を接続 させて直線状 に配列 した複数の格子 2 6 で構成 され

る。 6 つの辺の うち、 2 つの辺は、隣接する格子 2 6 の頂角同士を接続 させ

て直線状 に配列 した複数の格子 2 6 で構成 される。

[01 04] 図 1 6 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的に交差す

るX 字状の構造 を有する。

[01 05] サ ブ非導通パ ター ン 1 8 の形状 に関 し、図 1 6 に示す第 1 導電パ ター ン 1

2 は、図 1 3 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2 と同 じである。但 し、図 1 3 と異

な り、図 1 6 においては隣接するダイヤモン ドパ ター ン同士は、格子 2 6 の

頂角同士、つまり一点で電気的に接続 される。但 し、サ ブ非導通パ ター ン 1

8 の形状 はダイヤモン ドパ ター ンに限定されるものではない。

[01 06] 図 1 7 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ



れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的に交差す

る X 字状の構造 を有する。

[01 07] 図 1 7 では、 ダイヤモン ドパ ター ンは交互 に異なる形状 を有 してお り、隣

接するサ ブ非導通パ ター ン 1 8 の大 きさが異なる。つまり、 2 周期毎 に同 じ

形状が現れる。但 し、 2 周期毎 に限定されることな く、 3 周期毎、 4 周期毎

に同 じ形状が現れる場合でも良い。

[01 08] 図 1 8 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的に交差す

る X 字状の構造 を有する。

[01 09] 図 1 8 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2 は、図 1 3 に示す第 1 導電パ ター ン 1

2 と基本的に同 じ形状である。但 し、 ダイヤモン ドパ ター ンの頂角 に位置す

る格子 2 6 には、金属細線で構成 される突出配線 3 が設 け られている。

[01 10 ] 図 1 9 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的に交差す

る X 字状の構造 を有する。

[01 11] 図 1 9 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2 は、図 1 3 に示す第 1 導電パ ター ン 1

2 と基本的に同 じ形状である。但 し、 ダイヤモン ドパ ター ンの一辺 を構成す

る格子 2 6 には、金属細線で構成 される突出配線 3 が設 け られている。

[01 12 ] 図 1 8 ， 1 9 に示 される第 1 電極パ ター ン 1 0 は、突出配線 3 1 を備 えて

いるので、指の接触 を検 出するためのセ ンサ一領域 を広 げることがで きる。

[01 13 ] 図 2 0 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1



電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、交点に格子 2 6

を有 さない X 字状構造 を形成 している。図 2 0 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2

では、複数の格子 2 6 をジグザ グに配列 している。 ジグザ グ配列された 2 本

の格子群 を接触 しないように対向配置 させているので、交点を有 さない X 字

状の構造が形成 される。 X 字状構造 をジグザ グ配列された 2 本の格子群で構

成するので、電極パ ター ンを細 くすることがで き、指の接触位置 を微細 に検

出することが可能 となる。

[01 14] 図 2 1 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 にて構成 さ

れた第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向

に沿 う複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、交点に格子 2 6

を有 さない X 字状構造 を形成 している。図 2 1 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2

では、図 2 0 に示す第 1 導電パ ター ン 1 2 と異な り、 ジグザ グ配列された 2

本の格子群の近接する角部 に複数の格子 2 6 が配置 されている。

[01 15] 図 2 2 は、別の実施形態 に係 る第 1 電極パ ター ン 1 0 を示す。上述の第 1

電極パ ター ン 1 0 と同一の構成 には同一の符号 を付 し、説明を省略する場合

がある。図 2 2 の第 1 電極パ ター ン 1 0 は金属細線 による多数の格子 2 6 に

て構成 された 2 つの第 1 導電パ ター ン 1 2 を備 える。第 1 導電パ ター ン 1 2

は、第 1 の方向に沿 うサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えることによ り、周期的

に交差するX 字状の構造 を有する。

[01 16] 図 2 2 に示すように上側の第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の方向 （X 方向

) に沿 うように配置 された同 じ形状の複数のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 え

ている。 また、図 2 2 に示すように下側の第 1 導電パ ター ン 1 2 は、第 1 の

方向に沿 う同 じ形状のサ ブ非導通パ ター ン 1 8 を備 えている。一方、上側の



第 1 導電パ ター ン 1 2 と下側の第 1 導電パ ター ン 1 2 とは異なる形状のサ ブ

非導通パ ター ン 1 8 を備 えている。形状の異なる第 1 導電パ ター ン 1 2 が交

互 に配列されている。上述のように配列することで第 1 電極パ ター ン 1 0 の

配列の自由度 を確保 している。

[01 17] なお、図 1 3 〜図 2 2 のパ ター ンにおいて、第 1 導電パ ター ン 1 2 の面積

に関 しては、格子 2 6 の単位面積 X 格子 2 6 の数で算出される。サ ブ非導通

パ ター ン 1 8 の面積 に関 しては、仮想の格子 2 6 を配置 し、仮想の格子 2 6

の単位面積 X 格子 2 6 の数で算出される。

[ 0 1 18 ] < < 第 2 電極パ ター ン> >

次 に、第 2 電極パ ター ンについて図を参照 して説明する。図 2 3 に示すよ

うに、第 2 電極パ ター ン4 0 は金属細線 による多数の格子にて構成 される。

第 2 電極パ ター ン4 0 は、第 1 方向 （X 方向） と直交する第 2 方向 （Y 方向

) に延び、並列に配列された複数の第 2 導電パ ター ン4 2 を備 える。各第 2

導電パ ター ン4 2 は第 2 非導電パ ター ン 5 8 によ り電気的に分離 される。

[01 19] なお、視認性が求め られるデ ィスプ レイの前 に配置 される透明導電膜 と し

て導電シ一 卜1 が使用される場合 には、第 2 非導電パ ター ン 5 8 と して、後

述する断線部 を有する金属配線で構成 されるダミ一パ ター ンが形成 される。

—方、視認性が特 に求め られないノ一 卜パ ソコン、 タツチパ ッ ド等の前 に配

置 される透明導電膜 と して導電シ一 卜1 が使用される場合 には、第 2 非導電

パ ター ン 5 8 と して、金属細線で構成 されるダミーパ ター ンが形成 されずス

ペースと して存在する。

[01 20] 各第 2 導電パ ター ン4 2 は、第 2 電極端子 4 4 と電気的に接続 される。各

第 2 電極端子 4 4 は導電性の第 2 配線 4 6 と電気的に接続 される。各第 2 導

電パ ター ン4 2 は、一端 において、第 2 電極端子 4 4 と電気的に接続 される

。各第 2 電極端子 4 4 は各第 2 配線 4 6 の一方端 と電気的に接続 される。各

第 2 配線 4 6 は、他方端で、端子 5 0 と電気的に接続 される。各第 2 導電パ

ター ン4 2 は第 2 方向に沿 って、実質的に一定の幅 を有する短冊構造で構成

される。但 し、各第 2 導電パ ター ン4 2 は短冊形状 に限定されるものではな



い。

[01 2 1 ] 第 2 電極パ ター ン4 0 は、他方端 に、追加の第 2 電極端子 5 4 を設 けても

よい。追加の第 2 電極端子 5 4 を設 けることで各第 2 導電パ ター ン4 2 の検

査 を容易に行 うことがで きる。

[01 22] 図 2 3 では、追加の第 2 電極端子 5 4 を備 えていない第 2 導電パ ター ン4

と追加の第 2 電極端子 5 4 を備 えている第 2 導電パ ター ン4 2 とを同一面

上 に形成 した一枚の導電シ一 卜1 を示 している。 しか しなが ら、上述の第 2

導電パ ター ン4 2 を混在 させる必要はな く、一方の第 2 導電パ ター ン4 2 の

みが形成 されていれば良い。

[01 23] 第 2 電極パ ター ン4 0 を構成する金属細線 は、第 1 電極パ ター ン 1 0 と実

質的に同 じ線幅、実質的に同 じ材料で構成 される。第 2 電極パ ター ン4 0 は

交差する金属細線で構成 される複数の格子 5 6 を含んでお り、格子 5 6 は格

子 2 6 と実質的に同 じ形状 を有する。格子 5 6 の一辺の長 さ、格子 5 6 の開

口率 について格子 2 6 と同等 となる。

[ 0 124] < < 組合せパ ター ン> >

図 2 4 は、櫛形構造の第 1 導電パ ター ン 1 2 を含む第 1 電極パ ター ン 1 0

と、短冊構造の第 2 導電パ ター ン4 2 を含む第 2 電極パ ター ン4 0 とを、対

向配置 させた導電シ一 卜1 の平面図である。第 1 導電パ ター ン 1 2 と第 2 導

電パ ター ン4 2 とは直交させ られてお り、第 1 電極パ ター ン 1 0 と第 2 電極

パ ター ン4 0 とによ り、組合せパ ター ン 7 0 が形成 される。

[01 25] この組合せパ ター ンは、 ダミーパ ター ンを有 さない第 1 電極パ ター ン 1 0

とダミーパ ター ンを有 さない第 2 導電パ ター ン4 2 とを組み合わせたもので

ある。

[01 26] 組合せパ ター ン 7 0 において、上面視で、格子 2 6 と格子 5 6 とによ り小

格子 7 6 が形成 される。つまり、格子 2 6 の交差部が格子 5 6 の開口領域の

ほぼ中央 に配置 される。なお、小格子 7 6 は、 1 2 5 m以上、 4 5 0 从 m

以下の長 さの一辺 を有 し、好 ま しくは 1 5 0 m以上、 3 5 0 m以下の長

さの一辺 を有する。格子 2 6 及び格子 5 6 の一辺の半分の長 さに相 当する。



[01 27] 図 2 5 は、 X 字構造の第 1 導電パ ター ン 1 2 を含む第 1 電極パ ター ン 1 0

と短冊構造の第 2 導電パ ター ン4 2 を含む第 2 電極パ ター ン4 0 とを対向配

置 させた導電シ一 卜1 の平面図である。第 1 導電パ ター ン 1 2 と第 2 導電パ

ター ン4 2 とは直交させ られてお り、第 1 電極パ ター ン 1 0 と第 2 電極パ タ

— ン4 0 とによ り、組合せパ ター ン 7 0 が形成 される。組合せパ ター ン 7 0

において、第 1 の実施形態 と同様 に、格子 2 6 と格子 5 6 とによ り小格子 7

6 が形成 される。

[ 0 128] < < ダミーパ ター ン> >

図 2 6 は、 ダミーパ ター ンを明示 した第 1 の実施形態の第 1 電極パ ター ン

1 0 の例 を示す平面図である。第 1 非導電パ ター ン 2 8 が第 1 導電パ ター ン

1 2 と同様 に金属細線で構成 され、断線部 を有する。 また、第 1 導電パ ター

ン 1 2 に形成 されるサ ブ非導通パ ター ン 1 8 が第 1 導電パ ター ン 1 2 と同様

に金属細線で構成 され、断線部 を有する。サ ブ非導通パ ター ン 1 8 と第 1 非

導電 / 《ター ン 2 8 とを断線部 を有する金属細線で構成することによ り、第 1

導電パ ター ン 1 2 とは電気的に分離 された、 いわゆるダミーパ ター ンが形成

される。 ダミーパ ター ンを形成することで、第 1 電極パ ター ン 1 0 は等間隔

で配置 される金属細線の格子によ り構成 される。 これによ り視認性の低下を

防止することがで きる。なお、図 2 6 において、 ダミーパ ター ンは破線で囲

つた部分であ り、サ ブ非導通パ ター ン 1 8 と第 1 非導電パ ター ン 2 8 に対応

する位置 にある。

[01 29] 図 2 7 は図 2 6 の丸印で囲んだ部分の拡大図である。図 2 7 に示すように

、第 1 非導電パ ター ン 2 8 及びサ ブ非導通パ ター ン 1 8 と して形成 された金

属細線 は断線部 2 9 を有 し、第 1 導電パ ター ン 1 2 とは電気的に分離 される

。断線部 2 9 は金属細線の交差部以外 に形成 されるのが好 ま しい。

[01 30] 図 2 7 では第 1 導電パ ター ン 1 2 と、第 1 非導電パ ター ン 2 8 と、サ ブ非

導通パ ター ン 1 8 とを明確 にするため、第 1 導電パ ター ン 1 2 の線幅 を太 く

、第 1 非導電パ ター ン 2 8 とサ ブ非導通パ ター ン 1 8 との線幅 を細 くして誇

張 して図示 している。



[01 3 1] 第 1非導電パターン2 8、及びサブ非導通パターン1 8 を構成する全ての

格子2 6 が断線部2 9 を有する必要はない。断線部2 9 の長さは、好ましく

は、60 m以下であり、より好ましくは10~50 mであり、15~40 mであ

り、20~40 mである。図5 〜図 1 1に示す第 1実施形態の第 1電極パター

ン1 0 にダミーパターンを形成することができる。

[01 32] 図2 8 は、ダミーパターンを備える第2 の実施形態の第 1電極パターン1

0 の例を示す平面図である。第 1非導電パターン2 8 が第 1導電パターン1

2 と同様に金属細線で構成される。また、第 1導電パターン1 2 に形成され

るサブ非導通パターン1 8 が第 1導電パターン1 2 と同様に金属細線で構成

される。サブ非導通パターン1 8 と第 1非導電パターン2 8 とを金属細線で

構成することにより、第 1導電パターン1 2 とは電気的に分離された、いわ

ゆるダミーパターンが形成される。図2 8 において、ダミーパターンは太い

実線で囲った部分であり、サブ非導通パターン1 8 と第 1非導電パターン2

8 に対応する位置にある。ダミーパターンを形成することで、第 1電極バタ

—ン1 0 は等間隔で配置される金属細線の格子により構成される。これによ

り視認性の低下を防止することができる。

[01 33] 図2 8 においても、第 1非導電パターン2 8 及びサブ非導通パターン1 8

として形成されたダミーパターンを構成する金属細線は断線部を有し、第 1

導電パターン1 2 とは電気的に分離される。断線部は金属細線の交差部以外

に形成されるのが好ましい。図 1 2 〜図2 2 に示す第 1実施形態の第 1電極

パターン1 0 にダミーパターンを形成することができる。

[01 34] 図2 9 は、ダミーパターンを備える第2 電極パターン4 0 の例を示す平面

図である。第2非導電パターン5 8 が第2導電パターン4 2 と同様に金属細

線で構成され、断線部を有する。第2非導電パターン5 8 を金属細線で構成

することにより、第2導電パターン4 2 と電気的に分離された、いわゆるダ

ミ一パターンが形成される。図2 9 において、ダミーパターンは破線で囲つ

た部分であり、第2非導電パターン5 8 に対応する位置にある。ダミーバタ

—ンを形成することで、第2 電極パターン4 0 は等間隔で配置される金属細



線の格子によ り構成 される。 これによ り視認性の低下を防止することがで き

る。

[01 35] 図 3 0 は図 2 9 の丸印で囲んだ部分の拡大図である。図 3 0 に示すように

、第 2 非導電パ ター ン 5 8 と して形成 された金属細線 は断線部 5 9 を有 し、

第 2 導電パ ター ン4 2 とは電気的に分離 される。断線部 5 9 は金属細線の交

差部以外 に形成 されるのが好 ま しい。

[01 36] 図 3 0 では第 2 導電パ ター ン4 2 と、第 2 非導電パ ター ン 5 8 とを明確 に

するため、第 2 導電パ ター ン4 2 の線幅 を太 く、第 2 非導電パ ター ン 5 8 の

線幅 を細 くして誇張 して図示 している。なお、断線部 5 9 の長 さについて、

図 2 7 の断線部 2 9 と実質的には同 じ長 さである。

[01 37] 図 3 1 は、金属細線で構成 された、第 1 非導電パ ター ン 2 8 及び第 1 導電

パ ター ン 1 2 が明示 されたものである。 また、第 1 導電パ ター ン 1 2 の間に

断線部 を有 し、金属細線で構成 されたダミーパ ター ンで構成 されたサ ブ非導

通パ ター ン 1 8 が明示 されている。図 3 において、 ダミーパ ター ンは破線

で囲 った部分であ り、サ ブ非導通パ ター ン 1 8 と第 2 非導電パ ター ン 5 8 に

対応する位置 にある。 ダミーパ ター ンを形成することで、第 1 電極パ ター ン

1 0 は等間隔で配置 される金属細線の格子によ り構成 される。 これによ り視

認性の低下を防止することがで きる。特 に、視認性 を要求されるデ ィスプ レ

ィ等の前面 に配置 される場合 に有効である。

[01 38] 同様 に、第 2 非導電パ ター ン 5 8 が第 2 導電パ ター ン4 2 と同様 に金属細

線で構成 される。第 2 導電パ ター ン4 2 と電気的に分離 され、かつ第 2 非導

電パ ター ン 5 8 を金属細線で構成することによ り、 いわゆるダミーパ ター ン

が形成 される。 ダミーパ ター ンを形成することで、第 2 電極パ ター ン4 0 は

等間隔で配置 される金属細線の格子によ り構成 される。 これによ り視認性の

低下を防止することがで きる。金属細線で構成 されるダミーパ ター ンは断線

部 を有 し、第 1 導電パ ター ン 1 2 及び第 2 導電パ ター ン4 2 と電気的に分離

される。

[01 39] 図 3 2 は、 ダミーパ ター ンを有する第 1 電極パ ター ン 1 0 とダミーパ ター



ンを有する第 2 電極パターン4 0 とを、第 1 導電パターン 1 2 と第 2 導電パ

ターン4 2 とは直交させるように配置させた導電シ一 卜1 の平面図である。

第 1 導電パターン 1 2 は第 1 方向に沿 うサブ非導通パターン 1 8 を所定間隔

で備えることで周期的に交差するX 字状の構造を有する。第 1 電極パターン

0 と第 2 電極パターン4 0 とにより、組合せパターン 7 0 が形成 される。

第 1 非導電パターン 2 8 、サブ非導通パターン 1 8 、及び第 2 非導電パター

ン 5 8 が金属細線で構成 される。図 3 2 において、 ダミーパターンは太い実

線で囲った部分であ り、第 1 非導電パターン 2 8 、サブ非導通パターン 1 8

及び第 2 非導電パターン 5 8 に対応する位置にある。 ダミーパターンを形成

することで、第 1 電極パターン 1 0 は等間隔で配置される金属細線の格子に

より構成 される。 これにより視認性の低下を防止することができる。

[0140] 次 に、導電シ一 卜1 の製造方法について説明する。

[0141 ] 導電シ一 卜1 を製造する場合は、例えば透明の基体 3 0 の第 1 の主面上に

感光性ハ ロゲン化銀塩 を含有する乳剤層を有する感光材料を露光 し、現像処

理 を施すことによって、露光部及び未露光部 にそれぞれ金属銀部 （金属細線

) 及び光透過性部 （開口領域）を形成 して第 1 電極パターン 1 0 してもよい

。なお、 さらに金属銀部 に物理現像及び/ 又はめ つき処理 を施すことによつ

て金属銀部 に導電性金属を担持させるように してもよい。

[0142] あるいは、透明の基体 3 0 の第 1 の主面上に形成 された銅箔上のフオ トレ

ジス 卜膜 を露光、現像処理 して レジス 卜パターンを形成 し、 レジス 卜パター

ンか ら露出する銅箔をエ ッチングすることによって、第 1 電極パターン 1 0

を形成するように してもよい。

[0143] あるいは、透明の基体 3 0 の第 1 の主面上に金属微粒子を含むペース トを

E 刷 し、ペース 卜に金属め つきを行 うことによって、第 1 電極パターン 1 0

を形成するように してもよい。

[0144] 透明の基体 3 0 の第 1 の主面上に、第 1 電極パターン 1 0 をスク リーン印

刷版又はダラビア印刷版 によって印刷形成するように してもよい。あるいは

、透明の基体 3 0 の第 1 の主面上に、第 1 電極パターン 1 0 をインクジエツ



卜によ り形成 するように してもよい。

[0145] 第 2 電極 パ ター ン 4 0 について、第 1 電極パ ター ン 1 0 の同様 の製造方法

で基体 3 0 の第 2 の主面上 に第 2 電極パ ター ン 4 0 を形成 することがで きる

[0146] 透 明の基体 3 0 上 にめ っき前処理材 を用いて感光性被め つき層 を形成 し露

光、現像処理 した後 にめ っき処理 を施 す ことによ り、露光部及び未露光部 に

それぞれ金属部及び光透過性部 を形成 して第 1 電極パ ター ン 1 0 及び第 2 電

極パ ター ン 4 0 を形成 するように してもよい。 なお、 さ らに金属部 に物理現

像及び / 又 はめ つき処理 を施 す ことによって金属部 に導電性金属 を担持 させ

るように してもよい。 なお、 よ り具体的な内容 は、特 開2003-21 3437 、特 開20

06-64923 、特 開2006-58797 、特 開2006-1 35271 な どに開示 されている。

[0147] 図 2 に示 すように、基体 3 0 の第 1 の主面 に第 1 電極パ ター ン 1 0 を形成

し、基体 3 0 の第 2 の主面 に第 2 電極パ ター ン 4 0 を形成 する場合、通常の

製法 に則 って、最初 に第 1 の主面 を露光 し、 その後 に、第 2 の主面 を露光す

る方法 を採用すると、所望 のパ ター ンを有 する第 1 電極パ ター ン 1 0 及び第

電極 / 《ター ン 4 0 を得 ることがで きない場合がある。

[0148] そ こで、以下 に示す製造方法 を好 ま しく採用することがで きる。

[0149] すなわち、基体 3 0 の両面 に形成 された感光性ハ ロゲ ン化銀乳剤層 に対 し

て一括露光 を行 って、基体 3 0 の一主面 に第 1 電極パ ター ン 1 0 を形成 し、

基体 3 0 の他主面 に第 2 電極パ ター ン 4 0 を形成 する。

[01 50] 図 1 ~ 3 3 に示 す態様 に係 る導電シ一 卜の製造方法の具体例 を説明する。

[01 5 1 ] 最初 に、長尺の感光材料 を作製 する。感光材料 は、基体 3 0 と、基体 3 0

の第 1 の主面 に形成 された感光性ハ ロゲ ン化銀乳剤層 （以下、第 1 感光層 と

い う） と、基体 3 0 の他方の主面 に形成 された感光性ハ ロゲ ン化銀乳剤層 （

以下、第 2 感光層 とい う） とを有 する。

[01 52] 次 に、感光材料 を露光する。 この露光処理 では、第 1 感光層 に対 し、基体

3 0 に向か って光 を照射 して第 1 感光層 を第 1 露光パ ター ンに沿 って露光す

る第 1 露光処理 と、第 2 感光層 に対 し、基体 3 0 に向か って光 を照射 して第



2 感光層 を第 2 露光パ ター ンに沿 って露光する第 2 露光処理 とが行われる （

両面同時露光）。

[01 53] 例 えば、長尺の感光材料 を一方向に搬送 しなが ら、第 1 感光層 に第 1 光 （

平行光）を第 1 フォ トマスクを介 して照射すると共 に、第 2 感光層 に第 2 光

(平行光）を第 2 フォ トマスクを介 して照射する。第 1 光は、第 1 光源か ら

出射 された光 を途中の第 1 コ リメ一タ レンズにて平行光 に変換 されることに

よ り得 られ、第 2 光は、第 2 光源か ら出射 された光 を途中の第 2 コ リメ一タ

レンズにて平行光 に変換 されることによ り得 られる。

[01 54] 上記の説明では、 2 つの光源 （第 1 光源及び第 2 光源）を使用 した場合 を

示 しているが、 1 つの光源か ら出射 した光 を光学系を介 して分割 して、第 1

光及び第 2 光 と して第 1 感光層及び第 2 感光層 に照射 してもよい。

[01 55] 次いで、露光後の感光材料 を現像処理することで、 タツチパネル用の導電

シ一 卜 1 が作製 される。 タツチパネル用の導電シ一 卜 1 は、基体 3 0 と、基

体 3 0 の第 1 の主面 に形成 された第 1 露光パ ター ンに沿 った第 1 電極パ ター

ン 1 0 と、基体 3 0 の他方の主面 に形成 された第 2 露光パ ター ンに沿 った第

2 電極パ ター ン 4 0 とを有する。なお、第 1 感光層及び第 2 感光層の露光時

間及び現像時間は、第 1 光源及び第 2 光源の種類や現像液の種類等で様 々に

変化するため、好 ま しい数値範囲は一概 に決定することがで きないが、現像

率が 1 0 0 % となる露光時間及び現像時間に調整 されている。

[01 56] そ して、本実施の形態の製造方法では、第 1 露光処理 は、第 1 感光層上 に

第 1 フォ 卜マスクを例 えば密着配置 し、該第 1 フォ 卜マスクに対向 して配置

された第 1 光源か ら第 1 フォ 卜マスクに向か って第 1 光 を照射することで、

第 1 感光層 を露光する。第 1 フォ 卜マスクは、透明なソーダガラスで形成 さ

れたガラス基板 と、該 ガラス基板上 に形成 されたマスクパ ター ン （第 1 露光

パ ター ン） とで構成 されている。 したが って、 この第 1 露光処理 によって、

第 1 感光層の うち、第 1 フォ 卜マスクに形成 された第 1 露光パ ター ンに沿 つ

た部分が露光 される。第 1 感光層 と第 1 フ才 卜マスクとの間に 2 ~ 1 0 m

程度の隙間を設 けてもよい。



[01 57] 同様 に、第 2 露光処理 は、第 2 感光層上 に第 2 フ ォ トマスクを例 えば密着

配置 し、該第 2 フ ォ 卜マスクに対向 して配置 された第 2 光源か ら第 2 フ 才 卜

マスクに向か って第 2 光 を照射することで、第 2 感光層 を露光する。第 2 フ

才 卜マスクは、第 1 フ 才 卜マスクと同様 に、透明なソーダガラスで形成 され

たガラス基板 と、該 ガラス基板上 に形成 されたマスクパ ター ン （第 2 露光パ

ター ン） とで構成 されている。 したが って、 この第 2 露光処理 によって、第

2 感光層の うち、第 2 フ ォ 卜マスクに形成 された第 2 露光パ ター ンに沿 った

部分が露光 される。 この場合、第 2 感光層 と第 2 フ ォ トマスクとの間に 2 ~

0 m程度の隙間を設 けてもよい。

[01 58] 第 1 露光処理及び第 2 露光処理 は、第 1 光源か らの第 1 光の出射 タイミン

グと、第 2 光源か らの第 2 光の出射 タイミングを同時に してもよい し、異な

らせてもよい。同時であれば、 1 度 の露光処理で、第 1 感光層及び第 2 感光

層 を同時に露光することがで き、処理時間の短縮化 を図ることがで きる。 と

ころで、第 1 感光層及び第 2 感光層が共 に分光増感 されていない場合、感光

材料 に対 して両側か ら露光すると、 片側か らの露光がもう片側 （裏側）の画

像形成 に影響 を及ぼす こととなる。

[01 59] すなわち、第 1 感光層 に到達 した第 1 光源か らの第 1 光 は、第 1 感光層中

のハ ロゲ ン化銀粒子にて散乱 し、散乱光 と して基体 3 0 を透過 し、 その一部

が第 2 感光層 にまで達する。 そうすると、第 2 感光層 と基体 3 0 との境界部

分が広い範囲にわた って露光 され、潜像が形成 される。 そのため、第 2 感光

層では、第 2 光源か らの第 2 光 による露光 と第 1 光源か らの第 1 光 による露

光が行われて しまい、 その後の現像処理 にてタツチパネル用導電シ一 卜1 と

した場合 に、第 2 露光パ ター ンによる導電パ ター ン （第 2 電極パ ター ン 4 0

) に加 えて、導電パ ター ン間に第 1 光源か らの第 1 光 による薄い導電層が形

成 されて しまい、所望のパ ター ン （第 2 露光パ ター ン沿 ったパ ター ン）を得

ることがで きない。 これは、第 1 感光層 においても同様である。

[01 60] これ を回避するため、鋭意検討 した結果、第 1 感光層及び第 2 感光層の厚

みを特定の範囲に設定 した り、第 1 感光層及び第 2 感光層の塗布銀量 を規定



することで、ハ ロゲ ン化銀 自身が光 を吸収 し、裏面へ光透過 を制限で きるこ

とが判明 した。第 1 感光層及び第 2 感光層の厚みを 1 m以上、 4 m以下

に設定することがで きる。上限値 は好 ま しくは 2 . 5 m である。 また、第

感光層及び第 2 感光層の塗布銀量 を 5 ~ 2 0 g / m 2 に規定 した。

[01 6 1 ] 上述 した両面密着の露光方式では、 シー ト表面 に付着 した塵埃等で露光阻

害 による画像欠陥が問題 となる。塵埃付着防止 と して、 シー トに導電性物質

を塗布することが知 られているが、金属酸化物等は処理後 も残存 し、最終製

品の透明性 を損ない、 また、導電性高分子は保存性等 に問題がある。 そこで

、鋭意検討 した結果、バインダーを減量 したハ ロゲ ン化銀 によ り帯電防止に

必要な導電性が得 られることがわか り、第 1 感光層及び第 2 感光層 における

銀 / バ インダーの体積比 を規定 した。すなわち、第 1 感光層及び第 2 感光層

における銀 / バ インダ一体積比は 1 / 以上であ り、好 ま しくは、 2 / 1 以

上である。

[01 62] 上述のように、第 1 感光層及び第 2 感光層の厚み、塗布銀量、銀 バイン

ダ一の体積比 を設定、規定することで、第 1 感光層 に到達 した第 1 光源か ら

の第 1 光 は、第 2 感光層 まで達 しな くなる。同様 に、第 2 感光層 に到達 した

第 2 光源か らの第 2 光 は、第 1 感光層 まで達 しな くなる。 その結果、 その後

の現像処理 にて導電シ一 卜1 と した場合 に、基体 3 0 の第 1 の主面 には第 1

露光パ ター ンによる第 1 電極パ ター ン 1 0 のみが形成 され、基体 3 0 の第 2

の主面 には第 2 露光パ ター ンによる第 2 電極パ ター ン4 0 のみが形成 される

こととな り、所望のパ ター ンを得 ることがで きる。

[01 63] このように、上述の両面一括露光 を用いた製造方法 においては、導電性 と

両面露光の適性 を両立 させた第 1 感光層及び第 2 感光層 を得 ることがで きる

。 また、 1 つの基体 3 0 への露光処理 によって、基体 3 0 の両面 に同一パ タ

— ンゃ異な ったパ ター ンを任意 に形成することがで き、 これによ り、 タツチ

パネルの電極 を容易に形成することがで きると共 に、 タッチパネルの薄型化

(低背化）を図ることがで きる。

[ 0 164] 次 に、本実施の形態 に係 る導電シ一 卜 1 において、特 に好 ま しい態様であ



るハ ロゲ ン化銀写真感光材料 を用いる方法 を中心 に して述べ る。

[01 65] 本実施の形態 に係 る導電シー 卜 1 の製造方法は、感光材料 と現像処理の形

態 によって、次の 3 通 りの形態が含 まれる。

[01 66] ( ) 物理現像核 を含 まない感光性ハ ロゲ ン化銀黒 白感光材料 を化学現

像又は熱現像 して金属銀部 を該感光材料上 に形成 させる態様。

[01 67] ( 2 ) 物理現像核 をハ ロゲ ン化銀乳剤層中に含む感光性ハ ロゲ ン化銀黒

白感光材料 を溶解物理現像 して金属銀部 を該感光材料上 に形成 させる態様。

[01 68] ( 3 ) 物理現像核 を含 まない感光性ハ ロゲ ン化銀黒 白感光材料 と、物理

現像核 を含む非感光性層 を有する受像 シー トを重ね合わせて拡散転写現像 し

て金属銀部 を非感光性受像 シー ト上 に形成 させる態様。

[01 69] 上記 （1 ) の態様 は、一体型黒 白現像 タイプであ り、感光材料上 に光透過

性導電膜等の透光性導電性膜が形成 される。得 られる現像銀 は化学現像銀又

は熱現像銀であ り、高比表面のフィラメン 卜である点で後続するめ つき又は

物理現像過程で活性が高い。

[01 70] 上記 （2 ) の態様 は、露光部では、物理現像核近縁のハ ロゲ ン化銀粒子が

溶解 されて現像核上 に沈積することによって感光材料上 に光透過性導電性膜

等の透光性導電性膜が形成 される。 これも一体型黒 白現像 タイプである。現

像作用が、物理現像核上への析 出であるので高活性であるが、現像銀 は比表

面の小さい球形である。

[01 7 1 ] 上記 （3 ) の態様 は、未露光部 においてハ ロゲ ン化銀粒子が溶解 されて拡

散 して受像 シ一 卜上の現像核上 に沈積することによって受像 シ一 卜上 に光透

過性導電性膜等の透光性導電性膜が形成 される。 いわゆるセパ レー トタイプ

であ って、受像 シ一 卜を感光材料か ら剥離 して用いる態様である。

[01 72] いずれの態様 もネガ型現像処理及び反転現像処理のいずれの現像 を選択す

ることもで きる （拡散転写方式の場合は、感光材料 と して才一 卜ポジ型感光

材料 を用いることによってネガ型現像処理が可能 となる）。

[01 73] ここで、本実施の形態 に係 る導電シ一 卜 1 の構成 について、以下に詳細 に

説明する。



[01 74] [ 基体 3 0 ]

基体 3 0 と しては、 プラスチ ックフイルム、 プラスチ ック板、 ガラス板等

を挙 げることがで きる。上記 プラスチ ックフィル厶及び プラスチ ック板の原

料 と しては、例 えば、ポ リエチ レンテ レフタ レ一 卜 （P E T ) 、 ポ リエチ レ

ンナフタ レ一 卜 （P E N ) 等のポ リエステル類 ；ポ リエチ レン （P E ) 、 ポ

リプロピレン （P P ) 、 ポ リスチ レン、エチ レンビニル アセテー ト （E V A

) / シ ク口才 レフインポ リマ一 （C O P ) / シ クロ才 レフィンコポ リマ一 （

C O C ) 等のポ リオ レフイン類 ；ビニル系樹脂 ；その他、ポ リカ一ボネ一 卜

( P C ) 、 ポ リアミ ド、ポ リイミ ド、 アク リル樹脂、 卜リアセチルセル 口一

ス （T A C ) 等 を用いることがで きる。特 に、光透過性や加工性等の観点か

ら、ポ リエチ レンテ レフタ レ一 卜 （P E T ) が好 ま しい。

[01 75] [ 銀塩乳剤層 ]

第 1 導電シ一 卜の第 1 電極パ ター ン 1 0 及び第 2 電極パ ター ン4 0 となる

銀塩乳剤層は、銀塩 とバインダーの他、溶媒や染料等の添加剤 を含有する。

[01 76] 本実施の形態 に用い られる銀塩 と しては、ハ ロゲ ン化銀等の無機銀塩及び

酢酸銀等の有機銀塩が挙 げ られる。本実施の形態 においては、光セ ンサー と

しての特性 に優れるハ ロゲ ン化銀 を用いることが好 ま しい。

[01 77] 銀塩乳剤層の塗布銀量 （銀塩の塗布量）は、銀 に換算 して 1 ~ 3 0 g / m 2

が好 ま しく、 1 ~ 2 5 g / m 2 がよ り好 ま しく、 5 ~ 2 0 g / m 2がさ らに好

ま しい。 この塗布銀量 を上記範囲 とすることで、 タツチパネル用導電シ一 卜

1 と した場合 に所望の表面抵抗 を得 ることがで きる。

[01 78] 本実施の形態 に用い られるバインダー と しては、例 えば、ゼラチ ン、ポ リ

ビニル アル コール （P V A ) 、 ポ リビニル ピロ リ ドン （P V P ) 、澱粉等の

多糖類、セル ロース及びその誘導体、ポ リエチ レンオキサイ ド、ポ リビニル

ァミン、 キ トサ ン、ポ リリジン、ポ リアク リル酸、ポ リアルギン酸、ポ リヒ

アル ロン酸、 カルボキシセル ロース等が挙 げ られる。 これ らは、官能基のィ

オ ン性 によって中性、陰イオ ン性、陽イオ ン性の性質を有する。

[01 79] 銀塩乳剤層中に含有 されるバインダーの含有量は、特 に限定されず、分散



性 と密着性 を発揮 し得 る範囲で適宜決定することがで きる。銀塩乳剤層中の

バインダ一の含有量は、銀 / バ インダ一体積比で 1 / 4 以上が好 ま しく、 1

/ 以上がよ り好 ま しい。銀 / バ イ ンダ一体積比は、 1 0 0 / 1 以下が好 ま

しく、 5 0 / 1 以下がよ り好 ま しく、 1 0 / 1 以下がさ らに好 ま しく、 6 /

以下が特 に好 ま しい。 また、銀 / バ インダ一体積比は 1 / 1 ~ 4 / 1 であ

ることがさ らに好 ま しい。 1 / 1 ~ 3 / 1 であることが最 も好 ま しい。銀塩

乳剤層中の銀 / バ インダ一体積比 をこの範囲にすることで、塗布銀量 を調整

した場合でも抵抗値のば らつ きを抑制 し、均一な表面抵抗 を有するタツチパ

ネル用導電シ一 卜を得 ることがで きる。なお、銀 / バ インダー体積比は、原

料のハ ロゲ ン化銀量 バインダー量 （重量比）を銀量 バインダー量 （重量

比）に変換 し、 さ らに、銀量 / バ インダー量 （重量比）を銀量 / バ インダー

量 （体積比）に変換することで求めることがで きる。

[01 80] < 溶媒 >

銀塩乳剤層の形成 に用い られる溶媒は、特 に限定されるものではないが、

例 えば、水、有機溶媒 （例 えば、 メ タ ノール 等のアル コール 類、 アセ トン等

のケ トン類、ホルムアミ ド等のアミ ド類、 ジメチルスルホキシ ド等のスルホ

キシ ド類、酢酸ェチル等のエステル類、 ェ 一 テル類等）、 イオ ン性液体、及

び これ らの混合溶媒 を挙 げることがで きる。

[01 8 1 ] 本実施の形態の銀塩乳剤層 に用い られる溶媒の含有量は、銀塩乳剤層 に含

まれる銀塩、バインダ一等の合計の質量 に対 して 3 0 ~ 9 0 質量％の範囲で

あ り、 5 0 ~ 8 0 質量％の範囲であることが好 ま しい。

[01 82] < その他の添加剤 >

本実施の形態 に用い られる各種添加剤 に関 しては、特 に制限はな く、公知

のものを好 ま しく用いることがで きる。

[01 83] [ その他の層構成 ]

銀塩乳剤層の上 に図示 しない保護層 を設 けてもよい。本実施の形態 におい

て 「保護層」 とは、ゼラチ ンや高分子ポ リマ 一 といったバインダーか らなる

層 を意味 し、擦 り傷防止や力学特性 を改良する効果 を発現するために感光性



を有する銀塩乳剤層上 に形成 される。 その厚みは 0 . 5 m 以下が好 ま しい

。保護層の塗布方法及び形成方法は特 に限定されず、公知の塗布方法及び形

成方法 を適宜選択することがで きる。 また、銀塩乳剤層 よ りも下に、例 えば

下塗 り層 を設 けることもで きる。

[01 84] 次 に、導電シ一 卜 1 の作製方法の各工程 について説明する。

[01 85] [ 露光 ]

本実施の形態では、第 1 電極パ ター ン 1 0 及び第 2 電極パ ター ン 4 0 を印

刷方式によって施す場合 を含むが、印刷方式以外は、第 1 電極パ ター ン 1 0

及び第 2 電極パ ター ン 4 0 を露光 と現像等 によって形成する。すなわち、基

体 3 0 上 に設 け られた銀塩含有層 を有する感光材料又はフォ 卜リソグラフィ

用 フ ォ トポ リマーを塗工 した感光材料への露光 を行 う。露光は、電磁波 を用

いて行 うことがで きる。電磁波 と しては、例 えば、可視光線、紫外線等の光

、 X 線等の放射線等が挙 げ られる。 さ らに露光 には波長分布 を有する光源 を

利用 してもよ く、特定の波長の光源 を用いてもよい。

[01 86] 露光方法 に関 しては、 ガラスマスクを介 した方法や レーザ一描画 によるパ

ター ン露光方式が好 ま しい。

[01 87] [ 現像処理 ]

本実施の形態では、乳剤層 を露光 した後、 さ らに現像処理が行われる。現

像処理 は、銀塩写真 フイル ム や印画紙、印刷製版用 フイル ム、 フ ォ トマ ス ク

用ェマルジ ヨンマスク等 に用い られる通常の現像処理の技術 を用いることが

で きる。

[01 88] 本実施の形態での現像処理 は、未露光部分の銀塩 を除去 して安定化 させる

目的で行われる定着処理 を含む ことがで きる。本発明における定着処理 は、

銀塩写真 フイル ム や印画紙、印刷製版用 フイル ム、 フ ォ トマスク用ェマルジ

ョンマスク等 に用い られる定着処理の技術 を用いることがで きる。

[01 89] 現像、定着処理 を施 した感光材料は、硬膜処理、水洗処理や安定化処理 を

施 されるのが好 ま しい。

[01 90] 現像処理後の露光部 に含 まれる金属銀の質量は、露光前の露光部 に含 まれ



ていた銀の質量 に対 して 5 0 質量％以上の含有率であることが好 ま しく、 8

0 質量％以上であることがさ らに好 ま しい。露光部 に含 まれる銀の質量が露

光前の露光部 に含 まれていた銀の質量 に対 して 5 0 質量％以上であれば、高

い導電性 を得 ることがで きるため好 ま しい。

[01 9 1 ] 本実施の形態 における現像処理後の階調 は、特 に限定されるものではない

が、 4 . 0 を超 えることが好 ま しい。現像処理後の階調が 4 . 0 を超 えると

、光透過性部の透光性 を高 く保 ったまま、導電性金属部の導電性 を高めるこ

とがで きる。階調 を 4 . 0 以上 にする手段 と しては、例 えば、前述の ロジゥ

厶イオ ン、 ィ リジゥ厶イオ ンの ド一プが挙 げ られる。

[01 92] 以上の工程 を経て導電シー トは得 られるが、得 られた導電シー トの表面抵

抗は 1 0 0 才一厶/ s q . 以下が好 ま しく、 8 0 才一厶/ s q . 以下がよ り

好 ま しく、 6 0 才一厶 5 。. 以下がさ らに好 ま しく、 4 0 才一厶 5 。.

以下がよ りさ らに好 ま しい。表面抵抗の下限値 は、低 ければ低 いほどよいが

、一般的には 0 . 0 1 才一厶/ s q . であれば十分であ り、 0 . 1 才一厶/

s q . や 1 才一厶/ s q . であ っても用途 によっては使用可能である。

[01 93] このような範囲に表面抵抗 を調整することで、面積が 1 0 c m X l O c m

以上の大型のタツチパネルでも位置検 出を行 うことがで きる。 また、現像処

理後の導電シ一 卜に対 しては、 さ らにカ レンダ一処理 を行 ってもよ く、 カ レ

ンダ一処理 によ り所望の表面抵抗 に調整することがで きる。

[01 94] (現像処理後の硬膜処理）

銀塩乳剤層 に対 して現像処理 を行 った後 に、硬膜剤 に浸潰 して硬膜処理 を

行 うことが好 ま しい。硬膜剤 と しては、例 えば、 ダル タル アルデ ヒ ド、 アジ

ポアルデ ヒ ド、 2 ， 3 —ジ ヒ ドロキシ _ 1 ， 4 _ ジ才キサ ン等のジアルデ ヒ

ド類及びほう酸、 クロム明礬 / 力 リ明礬等の無機系化合物等の特開平 2 _

4 7 9 号公報 に記載のものを挙 げることがで きる。

[01 95] [ 物理現像及びめ つき処理 ]

本実施の形態では、前記露光及び現像処理 によ り形成 された金属銀部の導

電性 を向上 させる目的で、前記金属銀部 に導電性金属粒子を担持 させるため



の物理現像及び/ 又 はめ つき処理 を行 ってもよい。本発明では物理現像又は

め っき処理のいずれか一方のみで導電性金属粒子を金属銀部 に担持 させても

よ く、物理現像 とめ っき処理 とを組み合わせて導電性金属粒子を金属銀部 に

担持 させてもよい。なお、金属銀部 に物理現像及び/ 又 はめ つき処理 を施 し

たものを含めて 「導電性金属部」 と称する。

[01 96] [ 酸化処理 ]

本実施の形態では、現像処理後の金属銀部、並びに、物理現像及び/ 又 は

め っき処理 によつて形成 された導電性金属部 には、酸化処理 を施す ことが好

ま しい。酸化処理 を行 うことによ り、例 えば、光透過性部 に金属が僅かに沈

着 していた場合 に、該金属 を除去 し、光透過性部の透過性 をほぼ 1 0 0 % に

することがで きる。

[01 97] [ 光透過性部 ]

本実施の形態 における 「光透過性部」 とは、導電シ一 卜 1 の うち第 1 電極

パ ター ン 1 0 及び第 2 電極パ ター ン 4 0 以外の透光性 を有する部分 を意味す

る。光透過性部 における透過率 は、前述の とお り、基体 3 0 の光吸収及び反

射の寄与 を除いた 3 8 0 7 8 0 n m の波長領域 における透過率の最小値で

示 される透過率が 9 0 % 以上、好 ま しくは 9 5 % 以上、 さ らに好 ま しくは 9

7 % 以上であ り、 さ らによ り好 ま しくは 9 8 % 以上であ り、最 も好 ま しくは

9 9 % 以上である。

[01 98] [ 導 電シー ト 1 ]

本実施の形態 に係 る導電シ一 卜 1 における基体 3 0 の膜厚 は 5 ~ 3 5 0

m であることが好 ま しく、 3 0 ~ 1 5 0 m であることがさ らに好 ま しい。

5 ~ 3 5 0 m の範囲であれば所望の可視光の透過率が得 られ、且つ、取 り

扱いも容易である。

[01 99] 基体 3 0 上 に設 け られる金属銀部の厚 さは、基体 3 0 上 に塗布 される銀塩

含有層用塗料の塗布厚みに応 じて適宜決定することがで きる。金属銀部の厚

さは、 0 . 0 0 1 m m ~ 0 . 2 m m か ら選択可能であるが、 3 0 m 以下で

あることが好 ま しく、 2 0 m 以下であることがよ り好 ま しく、 0 . 0 1 ~



9 mであることがさらに好ましく、 0 . 0 5 ~ 5 mであることが最も好

ましい。また、金属銀部はパターン状であることが好ましい。金属銀部は 1

層でもよく、 2 層以上の重層構成であってもよい。金属銀部がパターン状で

あり、且つ、 2 層以上の重層構成である場合、異なる波長に感光できるよう

に、異なる感色性を付与することができる。これにより、露光波長を変えて

露光すると、各層において異なるパターンを形成することができる。

[0200] 導電性金属部の厚さは、タツチパネルの用途としては、薄いほど表示パネ

ルの視野角が広がるため好ましく、視認性の向上の点でも薄膜化が要求され

る。このような観点から、導電性金属部に担持された導電性金属からなる層

の厚さは、 9 _ηι 未満、 5 _ηι 未満、 3 _ηι 未満、 0 . 1 _ηι 以上であるこ

とが望ましい。

[0201 ] 本実施の形態では、上述 した銀塩含有層の塗布厚みをコン トロールするこ

とにより所望の厚さの金属銀部を形成 し、さらに物理現像及び/ 又はめつき

処理により導電性金属粒子からなる層の厚みを自在にコン トロールできるた

め、 5 m未満、好ましくは 3 m未満の厚みを有する導電シ一 卜1 であつ

ても容易に形成することができる。

[0202] なお、本実施の形態に係る導電シー トの製造方法では、めっき等の工程は

必ずしも行う必要はない。本実施の形態に係る導電シ一 卜1 の製造方法では

銀塩乳剤層の塗布銀量、銀/ バインダ一体積比を調整することで所望の表面

抵抗を得ることができるからである。

[0203] 上述の製造方法に関して、図 2 に示す基体 3 0 と、基体 3 0 の第 1 の主面

に形成された第 1 電極パターン 1 0 と、基体 3 0 の第 2 の主面に形成された

第 2 電極パターン4 0 とを有する導電シ一 卜1 について説明した。 しかしな

がら、図 3 3 に示すように、基体 3 0 と、基体 3 0 の第 1 の主面上に形成さ

れた第 1 電極パターン 1 0 とを有する導電シ一 卜1 と、基体 8 0 と基体 8 0

の第1の主面上に形成された第 2 電極パターン4 0 とを有する導電シ一 卜2 と

を、第 1 電極パターン 1 0 と第 2 電極パターン4 0 とを直交させるように重

ねて配置させてもよい。基体 8 0 及び第 2 電極パターン4 0 について、基体



3 0 及び第 1電極パター ンに適用される製造方法を採用することができる。

[0204] 本発明に係る導電シー ト及びタツチパネルは、上述の実施の形態に限らず

、本発明の要旨を逸脱することな く、種々の構成を採 り得ることはもちろん

である。また、特開201 1- 113149、特開201 1- 129501 、特開201 1- 1291 12、特開

201 1- 13431 1、特開201 1- 175628 などに開示の技術 と適宜組み合わせて使用す

ることができる。

[0205] 以下、別の態様の形態に係る導電シー 卜及び静電容量方式タツチパネルに

ついて図 3 4 〜図 4 0 を参照 しながら説明する。なお、本明細書において数

値範囲を示す 「~ 」は、その前後に記載される数値を下限値及び上限値 とし

て含む意味として使用される。

[0206] 本実施の形態に係るタツチパネル用の導電シ一 卜 （以下、タツチパネル用

導電シ一 卜2 0 と記す）は、図 3 4 及び図 3 5 A に示すように、第 1 導電

シ一 卜2 1 2 A と第 2 導電シ一 卜2 2 B とが積層されて構成される。

[0207] 第 1 導電シ一 卜2 1 2 A は、図 3 4 及び図 3 6 に示すように、第 1 透明基

体 2 1 4 A (図 3 5 A 参照）の一主面上に形成された第 1 電極パターン 2

6 A を有する。第 1 電極パターン 2 1 6 A は、金属細線による多数の格子に

て構成される。第 1 電極パター ン 2 1 6 A は、それぞれ第 1 方向 （X 方向）

に延在 し、且つ、第 1 方向と直交する第 2 方向 （y 方向）に配列された 2 以

上の第 1 導電パターン 2 1 8 A と、各第 1 導電パターン 2 8 A を電気的に

分離する第 1 非導電パター ン 2 2 O A とを有する。第 1 非導電パター ン 2 2

0 A には金属細線の交差点以外に複数の断線部 2 2 2 A (必要に応 じて第 1

断線部 2 2 2 A と称する。）が形成される。複数の断線部 2 2 2 A により各

第 1 導電パター ン 2 1 8 A が電気的に分離される。

[0208] 第 1 電極パター ン 2 1 6 A を構成する金属細線は 0 . 5 从 m ~ 3 0 从 m の

線幅を有する。金属細線の線幅に関 して、 3 0 m以下、好ましくは 1 5

m以下、より好ましくは 1 O m以下、より好ましくは 9 m以下、より好

ましくは 7 m以下であり、好ましくは 0 . 5 m以上であることが望まし

し、。 なお、第 1 導電パター ン 2 8 A と第 1 非導電パター ン 2 2 0 A とは実



質的に同 じ線幅 を有 するが、 図 3 6 では第 1 導電パ ター ン 2 8 A と第 1 非

導電パ ター ン 2 2 0 A とを明確 にするため、第 1 導電パ ター ン 2 8 A の線

幅 を太 く、第 1 非導電パ ター ン 2 2 O A の線幅 を細 くして誇張 して図示 して

いる。第 1 導電パ ター ン 2 8 A の線幅 と第 1 非導電パ ター ン 2 2 0 A の線

幅 は、 同 じでもよ く、異 な っていてもよい。好 ま しくは、両者 の線幅 は同 じ

である。 その理 由は、線幅が異 なると視認性 が悪化することがあるか らであ

る。第 1 電極パ ター ン 2 1 6 A の金属細線 は、金、銀、銅 な どの金属材料や

金属酸化物等の導電材料で構成 され る。

[0209] 第 1 電極パ ター ン 2 6 A は交差 する金属細線 で構成 され る複数 の格子 2

4 A を含んでいる。格子 2 2 4 A は金属細線 で囲 まれ る開 口領域 を含んで

いる。格子 2 2 4 A は 2 5 0 m ~ 9 0 O m の格子 ピッチ P a を、好 ま し

くは 3 0 0 m ~ 7 0 0 m の格子 ピッチ P a を有 する。第 1 導電パ ター ン

8 A の格子 2 2 4 A と第 1 非導電パ ター ン 2 2 0 A の格子 2 2 4 A とは

実質的に同 じ大 きさを有 する。

[021 0] 第 1 非導電パ ター ン 2 2 0 A の格子 2 2 4 A は金属細線 の交差部以外 に断

線部 2 2 2 A を有 する。第 1 非導電パ ター ン 2 2 O A を構成 する全ての格子

2 2 4 A が断線部 2 2 2 A を有 する必要 はない。第 1 非導電パ ター ン 2 2 0

A が、隣 り合 う第 1 導電パ ター ン 2 1 8 A 間の電気的な分離 を達成 で きれば

よい。断線部 2 2 2 A の長 さは、好 ま しくは、 6 0 m以下であ り、 よ り好

ま しくは 1 0 ~ 5 0 m であ り、 1 5 ~ 4 0 m であ り、 2 0 ~ 4 0 Ί で

ある。 また、断線部 2 2 2 Α を形成 する範 囲について、例 えば、線密度 のバ

ラツキで表現 することがで きる。 ここで、線密度 のバ ラツキ とは単位小格子

中の総細線長のバ ラツキであ り、 土 （総線長最大値 —総線長最小値） 総線

長平均値 / 2 (%) と定義 で きる。断線部 2 2 2 A を形成 する範 囲は、好 ま

しくは、線密度 のバ ラツキで ± 1 5 % であ り、 よ り好 ま しくは、 ± 1 0 。/。、

さ らに好 ま しくは ± 0 . 5 % 〜 土 5 % である。

[021 1 上述のタ ツチパ ネル用導電シ一 卜2 1 0 では、格子 2 2 4 A は略ひ し形 の

形状 を有 している。 ここで略ひ し形 の形状 とは、対角線 が実質的に直交する



平行四辺形 を意味する。 ただ し、 その他、多角形状 と してもよい。 また、一

辺の形状 を直線状 のほか、湾曲形状 でもよい し、 円弧状 に してもよい。 円弧

状 とする場合 は、例 えば対向する 2 辺 については、外方 に凸の円弧状 と し、

他 の対向する 2 辺 については、 内方 に凸の円弧状 と してもよい。 また、各辺

の形状 を、外方 に凸の円弧 と内方 に凸の円弧が連続 した波線形状 と してもよ

し、。 もち ろん、各辺の形状 を、サイ ン曲線 に してもよい。

[021 2] 各第 1 導 電パ ター ン 2 1 8 A は、第 1 方向 （x 方向） に沿 って、交互 に配

置 された幅広部分 と幅狭部分 とを備 えている。 同様 に各第 1 非導電パ ター ン

2 2 0 A は、第 1 方向 （X 方向） に沿 って、交互 に配置 された幅広部分 と幅

狭部分 とを備 えている。第 1 導電パ ター ン 2 1 8 A の幅広部分 と幅狭部分の

順序 は、第 1 非導電パ ター ン 2 2 0 A の幅広部分 と幅狭部分の順序 と逆 にな

つている。

[021 3] 各第 1 導 電パ ター ン 2 1 8 A の一方の端部 は、第 1 端子 2 6 0 A を介 して

第 1 外部配線 2 6 2 A に電気的に接続 され る。一方、各第 1 導電パ ター ン 2

1 8 A の他方の端部 は、 開放端 とな っている。

[0214] 第 2 導 電シ一 卜2 1 2 B は、 図 3 4 及び図 3 7 に示すように、第 2 透明基

体 2 1 4 B (図 3 5 A 参照）の一主面上 に形成 された第 2 電極パ ター ン 2

6 B を有 する。第 2 電極パ ター ン 2 1 6 B は、金属細線 による多数 の格子 に

て構成 され る。第 2 電極パ ター ン 2 1 6 B は、 それぞれ第 2 方向 （y 方向）

に延在 し、且つ、第 2 方向 と直交する第 1 方向 （X 方向） に配列 された 2 以

上の第 2 導電パ ター ン 2 1 8 B と、各第 2 導電パ ター ン 2 8 B を電気的に

分離 する第 2 非導電パ ター ン 2 2 0 B とを有 する。第 2 非導電パ ター ン 2 2

0 B には金属細線 の交差点以外 に複数 の断線部 2 2 2 B (必要 に応 じて第 2

断線部 2 2 2 B と称 する。）が形成 され る。複数 の断線部 2 2 2 B によ り各

第 2 導電パ ター ン 2 8 B が電気的に分離 され る。

[021 5] 第 2 電極パ ター ン 2 1 6 B を構成 する金属細線 は 0 . 5 从 m ~ 3 0 从 m の

線幅 を有 する。金属細線 の線幅 に関 して、 3 0 m以下、好 ま しくは 1 5

m以下、 よ り好 ま しくは 1 O m以下、 よ り好 ま しくは 9 m以下、 よ り好



ましくは 7 m以下であり、好ましくは 0 . 5 m以上であることが望まし

し、。なお、第 2 導電パターン 2 1 8 B と第 2 非導電パターン 2 2 0 B とは実

質的に同じ線幅を有するが、図 3 7 では第 2 導電パターン 2 1 8 B と第 2 非

導電パターン2 2 0 B とを明確にするため、第 2 導電パターン2 8 B の線

幅を太く、第 2 非導電パターン2 2 0 B の線幅を細くして誇張 して図示 して

いる。第 2 導電パターン 2 1 8 B の線幅と第 2 非導電パターン 2 2 0 B の線

幅は、同じでもよく、異なっていてもよい。好ましくは、両者の線幅は同じ

である。その理由は、線幅が異なると視認性が悪化することがあるからであ

る。第 1 電極パターン2 1 6 A の金属細線は、金、銀、銅などの金属材料や

金属酸化物等の導電材料で構成される。

[021 6] 第 2 電極パターン2 6 B は交差する金属細線で構成される複数の格子 2

2 4 B を含んでいる。格子 2 2 4 B は金属細線で囲まれる開口領域を含んで

いる。格子 2 2 4 B は 2 5 0 m ~ 9 0 O mの格子ピッチ P b を、好まし

くは 3 0 0 m ~ 7 0 0 mの格子ピッチ P b を有する。第 2 導電パターン

8 B の格子 2 4 B と第 2 非導電パターン2 2 0 B の格子 2 2 4 B とは実

質的に同じ大きさを有する。

[021 7] 第 2 非導電パターン2 2 0 B の格子 2 2 4 B は金属細線の交差部以外に断

線部 2 2 2 B を有する。第 2 非導電パターン2 2 0 B を構成する全ての格子

2 2 4 B が断線部 2 2 2 B を有する必要はない。第 2 非導電パターン 2 2 0

B が、隣り合う第 2 導電パターン 2 1 8 B 間の電気的な分離を達成できれば

よい。断線部 2 2 2 B の長さは、好ましくは、60 m以下であり、より好ま

しくは10~50 mであり、15~40 mであり、20~40 mである。また、断

線部 2 2 B を形成する範囲について、例えば、線密度のバラツキで表現する

ことができる。ここで、線密度のバラツキとは単位小格子中の総細線長のバ

ラツキであり、土 （総線長最大値—総線長最小値） 総線長平均値 2 (%

) と定義できる。断線部 2 2 2 B を形成する範囲は、好ましくは、線密度の

バラツキで± 1 5 %であり、より好ましくは、 ± 1 0 %、さらに好ましくは

± 0 . 5 %〜土 5 %である。



[021 8] 上述 のタ ツチパ ネル用導電シ一 卜2 1 0 では、格子 2 2 4 B は略ひ し形 の

形状 を有 している。 ここで略ひ し形 の形状 とは、対角線 が実質的に直交する

平行四辺形 を意味する。 ただ し、 その他、多角形状 と してもよい。 また、一

辺の形状 を直線状 のほか、湾曲形状 でもよい し、 円弧状 に してもよい。 円弧

状 とする場合 は、例 えば対向する 2 辺 については、外方 に凸の円弧状 と し、

他 の対向する 2 辺 については、 内方 に凸の円弧状 と してもよい。 また、各辺

の形状 を、外方 に凸の円弧 と内方 に凸の円弧が連続 した波線形状 と してもよ

し、。 もち ろん、各辺の形状 を、サイ ン曲線 に してもよい。

[021 9] 各第 2 導 電パ ター ン 2 1 8 B は、第 2 方向 （y 方向） に沿 って、交互 に配

置 された幅広部分 と幅狭部分 とを備 えている。 同様 に各第 2 非導電パ ター ン

2 2 0 B は、第 2 方向 （y 方向） に沿 って、交互 に配置 された幅広部分 と幅

狭部分 とを備 えている。第 2 導電パ ター ン 2 1 8 B の幅広部分 と幅狭部分の

順序 は、第 2 非導電パ ター ン 2 2 0 B の幅広部分 と幅狭部分の順序 と逆 にな

つている。

[0220] 各第 2 導 電パ ター ン 2 1 8 B の一方の端部 は、第 2 端子 2 6 0 B を介 して

第 2 外部配線 2 6 2 B に電気的に接続 され る。一方、各第 2 導電パ ター ン 2

1 8 B の他方の端部 は、 開放端 とな っている。

[0221 ] そ して、例 えば第 2 導電シ一 卜2 1 2 B 上 に第 1 導電シ一 卜2 1 2 A を積

層 してタ ツチパ ネル用導電シ一 卜2 0 と した とき、 図 3 8 に示すように、

第 1 電極パ ター ン 2 6 A と第 2 電極パ ター ン 2 6 B とが重な り合わない

よう配置 され る。 この とき、第 1 導電パ ター ン 2 1 8 A の幅狭部 と第 2 導電

パ ター ン 2 1 8 B の幅狭部 とが対向 し、且つ第 1 導電パ ター ン 2 8 A の幅

狭部 と第 2 導電パ ター ン 2 8 B とが交差 するように、第 1 電極パ ター ン 2

6 A と第 2 電極パ ター ン 2 1 6 B とが配置 され る。 この結果、第 1 電極パ

ター ン 2 1 6 A と第 2 電極パ ター ン 2 6 B とによ り、組合せパ ター ン 2 7

0 が形成 され る。 なお、第 1 電極パ ター ン 2 1 6 A と第 2 電極パ ター ン 2 1

6 B の各線幅 は実質的に同 じである。 また、格子 2 2 4 A と格子 2 2 4 B と

は各大 きさは実質的に同 じである。但 し、 図 3 8 では、第 1 電極パ ター ン 2



6 A と第 2 電極パターン2 1 6 B との位置関係を明確にするため、第 1電

極パターン2 1 6 A の線幅を第 2 電極パターン2 1 6 B の線幅より太く表示

している。

[0222] 組合せパターン2 7 0 において、上面視で、格子 2 2 4 A と格子 2 2 4 B

とにより小格子 2 7 6 が形成される。つまり、格子 2 2 4 A の交差部が格子

2 2 4 B の開口領域に配置される。なお、小格子 2 7 6 は、格子 2 2 4 A 及

び格子 2 2 4 B の格子ピッチ P a ， P b の半分の 1 2 5 Ί ~ 4 5 0 Ίの

格子ピッチ P s を、好ましくは、 1 5 0 m ~ 3 5 Ο Ίの格子ピッチ P s

を有する。

[0223] 第 1非導電パターン2 2 0 A の断線部 2 2 2 A は格子 2 2 4 A の交差部以

外に形成され、第 2 非導電パターン2 2 0 B の断線部 2 2 2 B は格子 2 2 4

B の交差部以外に形成される。その結果、組合せパターン2 7 0 において、

断線部 2 2 2 A と断線部 2 2 2 B に起因する視認性の劣化を防止できる。

[0224] 特に、断線部 2 2 2 A に対向する位置に、第 2 導電パターン2 1 8 B の金

属細線が配置される。また、断線部 2 2 2 B に対向する位置に、第 1導電パ

ターン2 1 8 A の金属細線が配置される。第 2 導電パターン2 8 B の金属

細線が断線部 2 2 2 A をマスクし、第 1導電パターン2 1 8 A の金属細線が

断線部 2 2 2 B をマスクすることになる。 したがって、組合せパターン2 7

0 において、上面視で、断線部 2 2 2 A と断線部 2 2 2 B とが視認され難 く

なるので、視認性を向上することができる。視認性向上を考慮すると、断線

部 2 2 2 A の長さと、第 2 導電パターン2 1 8 B の金属細線の線幅とは、線

幅 X < 断線部< 線幅 X 0 の関係式を満たすことが好ましい。同様に、断

線部 2 2 2 B の長さと、第 1導電パターン2 1 8 A の金属細線の線幅とは、

線幅 X < 断線部< 線幅 X 0 の関係式を満たすことが好ましい。

[0225] 次に、第 2 断線部 2 2 2 B と第 1導電パターン2 1 8 A の金属細線との関

係、及び第 1断線部 2 2 2 A と第 2 導電パターン2 8 B の金属細線との関

係について説明する。図 3 9 は金属細線と断線部との位置関係を示す概略図

である。第 1導電パターン2 1 8 A の金属細線、及び第 2 導電パターン2 1



8 B の金属細線の幅 を a と し、第 1 非導電パ ター ン 2 2 O A の第 1 断線部 2

2 2 A 、及び第 2 非導電パ ター ン 2 2 0 B の第 2 断線部 2 2 2 B の幅 を b と

した とき、 b _ a 3 O m の関係式を満たす ことが好 ま しい。金属細線の

幅 と断線部の幅 との差が小さいほど、断線部が金属細線で占め られることを

意味 し、視認性の劣化 を防止で きる。

[0226] また、第 1 導電パ ター ン 2 1 8 A の金属細線、及び第 2 導電パ ター ン 2 1

8 B の金属細線の幅 を a と し、第 1 非導電パ ター ン 2 2 O A の第 1 断線部 2

2 2 A 、及び第 2 非導電パ ター ン 2 2 0 B の第 2 断線部 2 2 2 B の幅 を b と

した とき、 （b _ a ) / a 6 の関係式を満たす ことが好 ま しい。 これは、第

導電パ ター ン 2 8 A の金属細線、及び第 2 導電パ ター ン 2 8 B の金属

細線の幅 に対 して、第 2 非導電パ ター ン 2 2 0 B の第 2 断線部 2 2 2 B の幅

が所定の幅以下であることを意味する。上述 と同様 に断線部が金属細線でで

きる限 り占め られることを意味 し、視認性の劣化 を防止で きる。

[0227] 次 に、金属細線の中心位置 と断線部の中心位置 との位置ずれについて説明

する。図 4 0 は金属細線の中心位置 と断線部の中心位置 との関係 を示す概略

図である。 中心線 C L は、第 1 導電パ ター ン 2 8 A の金属細線、又は第

2 導電パ ター ン 2 1 8 B の金属細線の中心位置 を示す。 中心線 C L 2 は、第

2 断線部 2 2 2 B 、又は第 1 断線部 2 2 2 A の中心位置 を示す。ずれ量 d は

中心線 C L と中心線 C L 2 との距離 を意味する。ずれ量 d と し、ずれ量 d

の平均値 を d Ave. と した とき、標準偏差 σ は 1 0 从 m以下であることが好 ま

しい。標準偏差 ひ が小さいことは、 中心線 C L と中心線 C L とのずれ量

d のバ ラツキが小さいことを意味する。金属細線が、で きる限 りにおいて、

断線部の中心 に位置する場合、第 1 導電パ ター ン 2 1 8 A の金属細線 と第 2

非導電パ ター ン 2 2 0 B の金属細線 との隙間である L 1 と L 2 との距離が等

しくな り、又は第 2 導電パ ター ン 2 1 8 B の金属細線 と第 1 非導電パ ター ン

2 2 0 A の金属細線 との隙間である L 1 と L 2 との距離が等 しくなる。対称

性 を有する場合、人間の視認性 に関 し、認識 されに くくな り、結果 と して視

認性の劣化 を防止で きる。



[0228] このタツチパネル用導電シ一 卜2 1 0 をタツチパネル として使用する場合

は、第 1導電シー ト2 1 2 A 上に保護層 （不図示）が形成される。第 1導電

シ一 卜2 1 2 A の多数の第 1導電パターン 2 8 A か ら導出された第 1 外部

配線 6 2 A と、第 2 導電シ一 卜2 1 2 B の多数の第 2 導電パター ン 2 8 B

か ら導出された第 2 外部配線 2 6 2 B とが、例えばスキヤ ンをコ ン トロール

する I C 回路 に接続される。

[0229] タツチパネル用導電シ一 卜2 0 のうち、液晶表示装置の表示画面か ら外

れた外周領域の面積が極力小さくなるように、好ま しくは、第 1導電パター

ン 2 1 8 A と第 1 外部配線 2 6 2 A との各接続部が直線状に配列され、第 2

導電パター ン 2 8 B と第 2 外部配線 2 6 2 B との各接続部が直線状に配列

される。

[0230] 指先を保護層上に接触させることで、指先に対向する第 1導電パターン 2

8 A と第 2 導電パターン 2 8 B 間の静電容量が変化する。 I C 回路はこ

の変化量を検出 し、 この変化量に基づいて指先の位置を演算する。 この演算

をそれぞれの第 1導電パターン 2 8 A と第 2 導電パターン 2 8 B との間

にて行 う。 したがって、同時に 2 つ以上の指先を接触させても、各指先の位

置を検出することが可能 となる。

[0231 ] このように、タツチパネル用導電シ一 卜2 1 0 においては、該タツチパネ

ル用導電シー ト2 0 を用いて例えば投影型静電容量方式のタツチパネルに

適用 した場合に、その表面抵抗が小さいことか ら応答速度を速めることがで

き、タツチパネルの大サイズ化を促進させることができる。

[0232] 次 に、第 1 導電シ一 卜2 1 2 A や第 2 導電シ一 卜2 1 2 B を製造する方法

について説明する。

[0233] 第 1 導電シ一 卜2 1 2 A や第 2 導電シ一 卜2 2 B を製造する場合は、例

えば第 1 透明基体 2 4 A 上及び第 2 透明基体 2 4 B 上に感光性ハ ロゲン

化銀塩を含有する乳剤層を有する感光材料を露光 し、現像処理を施すことに

よって、露光部及び未露光部にそれぞれ金属銀部 （金属細線）及び光透過性

部 （開口領域）を形成 して第 1 電極パター ン 2 1 6 A 及び第 2 電極パター ン



2 1 6 B を形成するようにしてもよい。なお、さらに金属銀部に物理現像及

び/ 又はめっき処理を施すことによって金属銀部に導電性金属を担持させる

ようにしてもよい。

[0234] あるいは、第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B上に形成され

た銅箔上のフォ 卜レジス 卜膜を露光、現像処理 してレジス 卜パターンを形成

し、 レジス 卜パターンから露出する銅箔をエッチングすることによって、第

1電極パターン2 6 A 及び第 2 電極パターン2 6 B を形成するようにし

てもよい。

[0235] あるいは、第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B上に金属微粒

子を含むペース トを印刷 し、ペース 卜に金属めつきを行うことによって、第

1電極パターン2 6 A 及び第 2 電極パターン2 6 B を形成するようにし

てもよい。

[0236] 第 1透明基体 2 1 4 A 及び第 2 透明基体 2 1 4 B上に、第 1電極パターン

6 A 及び第 2 電極パターン2 6 B をスクリーン印刷版又はグラビア印

刷版によって印刷形成するようにしてもよい。あるいは、第 1透明基体 2 1

4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B上に、第 1電極パターン2 6 A 及び第 2 電

極パターン2 6 B をインクジエツ卜により形成するようにしてもよい。

[0237] 図 3 5 B に示すように、第 1透明基体 2 1 4 A の一主面に第 1電極パター

ン2 6 A を形成 し、第 1透明基体 2 4 A の他主面に第 2 電極パターン2

6 B を形成する場合、通常の製法に則って、最初に一主面を露光 し、その

後に、他主面を露光する方法を採用すると、所望のパターンを有する第 1電

極パターン2 6 A 及び第 2 電極パターン2 6 B を得ることができない場

合がある。

[0238] そこで、以下に示す製造方法を好ましく採用することができる。

[0239] すなわち、第 1透明基体 2 4 A の両面に形成された感光性ハロゲン化銀

乳剤層に対 して一括露光を行って、第 1透明基体 2 4 A の一主面に第 1電

極パター 2 ン 1 6 A を形成 し、第 1透明基体 2 4 A の他主面に第 2 電極パ

ターン2 6 B を形成する。



[0240] 図 3 4 ~ 4 0 に示す態様に係る導電シ一 卜の製造方法の具体例を説明する

[0241 ] 最初に、長尺の感光材料を作製する。感光材料は、第 1 透明基体 2 4 A

と、第 1 透明基体 2 4 A の一方の主面に形成された感光性ハ ロゲン化銀乳

剤層 （以下、第 1 感光層 という）と、第 1 透明基体 2 1 4 A の他方の主面に

形成された感光性ハ ロゲン化銀乳剤層 （以下、第 2 感光層 という）とを有す

る。

[0242] 次 に、感光材料を露光する。 この露光処理では、第 1 感光層に対 し、第 1

透明基体 2 4 A に向かって光を照射 して第 1 感光層を第 1 露光パターンに

沿 って露光する第 1 露光処理 と、第 2 感光層に対 し、第 1 透明基体 2 1 4 A

に向かって光を照射 して第 2 感光層を第 2 露光パターンに沿 って露光する第

2 露光処理 とが行われる （両面同時露光）。

[0243] 例 えば、長尺の感光材料を一方向に搬送 しなが ら、第 1 フォ トマスクを介

して第 1 感光層に第 1 光 （平行光）を照射すると共に、第 2 フォ トマスクを

介 して第 2 感光層に第 2 光 （平行光）を照射する。第 1 光は、第 1 光源か ら

出射された光を途中の第 1 コ リメ一タレンズにて平行光に変換されることに

より得 られ、第 2 光は、第 2 光源か ら出射された光を途中の第 2 コ リメ一タ

レンズにて平行光に変換されることにより得 られる。

[0244] 上記の説明では、 2 つの光源 （第 1 光源及び第 2 光源）を使用 した場合を

示 しているが、光学系を介 して 1 つの光源か ら出射 した光を分割 して、第 1

光及び第 2 光 として第 1 感光層及び第 2 感光層に照射 してもよい。

[0245] 次いで、露光後の感光材料を現像処理することで、例えば図 3 5 B に示す

ようなタツチパネル用導電シ一 卜2 1 0 が作製される。タツチパネル用導電

シ一 卜2 1 0 は、第 1 透明基体 2 1 4 A と、第 1 透明基体 2 4 A の一方の

主面に形成された第 1 露光パターンに沿 った第 1 電極パターン 2 1 6 A と、

第 1 透明基体 2 4 A の他方の主面に形成された第 2 露光パターンに沿 った

第 2 電極パターン 2 1 6 B とを有する。なお、第 1 感光層及び第 2 感光層の

露光時間及び現像時間は、第 1 光源及び第 2 光源の種類や現像液の種類等で



様々に変化するため、好ましい数値範囲は一概に決定することができないが

、現像率が 1 0 0 %となる露光時間及び現像時間に調整されている。

[0246] そ して、本実施の形態の製造方法では、第 1露光処理は、第 1感光層上 に

第 1 フォ 卜マスクを例えば密着配置 し、該第 1 フォ 卜マスクに対向 して配置

された第 1光源から第 1 フォ 卜マスクに向かって第 1光を照射することで、

第 1感光層を露光する。第 1 フォ 卜マスクは、透明なソーダガラスで形成さ

れたガラス基板 と、該ガラス基板上に形成されたマスクパターン （第 1露光

パターン）とで構成されている。 したがって、 この第 1露光処理によって、

第 1感光層のうち、第 1 フォ 卜マスクに形成された第 1露光パター ンに沿つ

た部分が露光される。第 1感光層と第 1 フ才 卜マスクとの間に 2 ~ 1 0 m

程度の隙間を設けてもよい。

[0247] 同様に、第 2 露光処理は、第 2 感光層上に第 2 フォ トマスクを例えば密着

配置 し、該第 2 フォ 卜マスクに対向 して配置された第 2 光源から第 2 フ才 卜

マスクに向かって第 2 光を照射することで、第 2 感光層を露光する。第 2 フ

才 卜マスクは、第 1 フ才 卜マスクと同様に、透明なソーダガラスで形成され

たガラス基板 と、該ガラス基板上に形成されたマスクパターン （第 2 露光パ

ターン）とで構成されている。 したがって、 この第 2 露光処理によって、第

2 感光層のうち、第 2 フォ 卜マスクに形成された第 2 露光パター ンに沿った

部分が露光される。 この場合、第 2 感光層と第 2 フォ トマスクとの間に 2 ~

0 m 程度の隙間を設けてもよい。

[0248] 第 1露光処理及び第 2 露光処理は、第 1光源からの第 1光の出射タイミン

グと、第 2 光源からの第 2 光の出射タイミングを同時に してもよい し、異な

らせてもよい。同時であれば、 1度の露光処理で、第 1感光層及び第 2 感光

層を同時に露光することができ、処理時間の短縮化を図ることができる。 と

ころで、第 1感光層及び第 2 感光層が共に分光増感されていない場合、感光

材料に対 して両側から露光すると、片側からの露光がもう片側 （裏側）の画

像形成に影響を及ぼすこととなる。

[0249] すなわち、第 1感光層に到達 した第 1光源からの第 1光は、第 1感光層中



のハ ロゲン化銀粒子にて散乱 し、散乱光 と して第 1 透明基体 2 4 A を透過

し、その一部が第 2 感光層にまで達する。そうすると、第 2 感光層 と第 1 透

明基体 2 4 A との境界部分が広い範囲にわたって露光され、潜像が形成 さ

れる。そのため、第 2 感光層では、第 2 光源か らの第 2 光による露光 と第 1

光源か らの第 1 光による露光が行われて しまい、その後の現像処理 にてタツ

チパネル用導電シ一 卜2 1 0 と した場合に、第 2 露光パターンによる導電パ

ターン （第 2 電極パターン 2 1 6 B ) に加えて、導電パターン間に第 1 光源

か らの第 1 光による薄い導電層が形成 されて しまい、所望のパターン （第 2

露光パターン沿 ったパターン）を得 ることができない。 これは、第 1 感光層

においても同様である。

[0250] これを回避するため、鋭意検討 した結果、第 1 感光層及び第 2 感光層の厚

みを特定の範囲に設定 した り、第 1 感光層及び第 2 感光層の塗布銀量を規定

した りすることで、本願発明者は、ハ ロゲン化銀 自身が光を吸収 し、裏面へ

光透過を制限できることを見出 した。本実施の形態では、第 1 感光層及び第

2 感光層の厚みを 1 m以上、 4 m以下に設定することができる。上限値

は好ま しくは 2 . 5 m である。 また、第 1 感光層及び第 2 感光層の塗布銀

量を 5 ~ 2 0 g / m 2 に規定 した。

[0251 ] 上述 した両面密着の露光方式では、シー ト表面に付着 した塵埃等で露光阻

害による画像欠陥が問題 となる。塵埃付着防止 と して、シー トに導電性物質

を塗布することが知 られているが、金属酸化物等は処理後 も残存 し、最終製

品の透明性 を損ない、 また、導電性高分子は保存性等に問題がある。そこで

、鋭意検討 した結果、本願発明者は、バインダーを減量 したハ ロゲン化銀 に

より帯電防止に必要な導電性が得 られることを見出 し、第 1 感光層及び第 2

感光層の銀 / バインダーの体積比を規定 した。すなわち、第 1 感光層及び第

感光層の銀 / バインダ一体積比は 1 / 以上であ り、好ま しくは、 2 / 1

以上である。

[0252] 上述のように、第 1 感光層及び第 2 感光層の厚み、塗布銀量、銀 バイン

ダ一の体積比を設定、規定することで、第 1 感光層に到達 した第 1 光源か ら



の第 1光は、第 2 感光層まで達 しなくなる。同様に、第 2 感光層に到達 した

第 2 光源からの第 2 光は、第 1感光層まで達 しなくなる。その結果、その後

の現像処理にてタツチパネル用導電シ一 卜2 1 0 とした場合に、図 3 5 B に

示すように、第 1透明基体 2 4 A の一方の主面には第 1露光パターンによ

る第 1電極パターン2 6 A のみが形成され、第 1透明基体 2 4 A の他方

の主面には第 2 露光パターンによる第 2 電極パターン2 6 B のみが形成さ

れることとなり、所望のパターンを得ることができる。

[0253] このように、上述の両面一括露光を用いた製造方法においては、導電性と

両面露光の適性を両立させた第 1感光層及び第 2 感光層を得ることができる

。また、 1 つの第 1透明基体 2 1 4 A への露光処理によって、第 1透明基体

4 A の両面に同一パターンや異なったパターンを任意に形成することが

でき、これにより、タツチパネルの電極を容易に形成することができると共

に、タツチパネルの薄型化 （低背化）を図ることができる。

[0254] 次に、本実施の形態に係る第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2

1 2 B において、特に好ましい態様であるハロゲン化銀写真感光材料を用い

る方法を中心にして述べる。

[0255] 本実施の形態に係る第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 1 2 B

の製造方法は、感光材料と現像処理の形態によって、次の 3 通りの形態が含

まれる。

[0256] ( ) 物理現像核を含まない感光性ハロゲン化銀黒白感光材料を化学現

像又は熱現像 して金属銀部を該感光材料上に形成させる態様。

[0257] ( 2 ) 物理現像核をハロゲン化銀乳剤層中に含む感光性ハロゲン化銀黒

白感光材料を溶解物理現像 して金属銀部を該感光材料上に形成させる態様。

[0258] ( 3 ) 物理現像核を含まない感光性ハロゲン化銀黒白感光材料と、物理

現像核を含む非感光性層を有する受像シー トを重ね合わせて拡散転写現像 し

て金属銀部を非感光性受像シー ト上に形成させる態様。

[0259] 上記 （1 ) の態様は、一体型黒白現像タイプであり、感光材料上に光透過

性導電膜等の透光性導電性膜が形成される。得 られる現像銀は化学現像銀又



は熱現像銀であり、高比表面のフィラメン 卜である点で後続するめつき又は

物理現像過程で活性が高い。

[0260] 上記 （2 ) の態様は、露光部では、物理現像核近縁のハロゲン化銀粒子が

溶解されて現像核上に沈積することによって感光材料上に光透過性導電性膜

等の透光性導電性膜が形成される。これも一体型黒白現像タイプである。現

像作用が、物理現像核上への析出であるので高活性であるが、現像銀は比表

面の小さい球形である。

[0261 ] 上記 （3 ) の態様は、未露光部においてハロゲン化銀粒子が溶解されて拡

散 して受像シ一 卜上の現像核上に沈積することによって受像シ一 卜上に光透

過性導電性膜等の透光性導電性膜が形成される。いわゆるセパ レー トタイプ

であって、受像シ一 卜を感光材料から剥離 して用いる態様である。

[0262] いずれの態様もネガ型現像処理及び反転現像処理のいずれの現像を選択す

ることもできる （拡散転写方式の場合は、感光材料として才一 卜ポジ型感光

材料を用いることによってネガ型現像処理が可能となる）。

[0263] ここでいう化学現像、熱現像、溶解物理現像、拡散転写現像は、当業界で

通常用いられている用語どおりの意味であり、写真化学の一般教科書、例え

ば菊地真一著 「写真化学」 （共立出版社、 1 9 5 5 年刊行）、C . E . K .

M e e s 編 「T h e T h e o r y o f P h o t o g r a p h i c P

r o c e s s e s , 4 t h e d . 」 (M c m i I I a n 社、 1 9 7 7 年

刊行）に解説されている。本件は液処理に係る発明であるが、その他の現像

方式として熱現像方式を適用する技術も参考にすることができる。例えば、

特開 2 0 0 4 — 1 8 4 6 9 3 号、同 2 0 0 4 —3 3 4 0 7 7 号、同 2 0 0 5

—0 1 0 7 5 号の各公報、特願 2 0 0 4 —2 4 4 0 8 0 号、同 2 0 0 4 —

0 8 5 6 5 5 号の各明細書に記載された技術を適用することができる。

[0264] ここで、本実施の形態に係る第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜

2 B の各層の構成について、以下に詳細に説明する。

[0265] [ 第 1 透明基体 2 1 4 A 、第 2 透明基体 2 1 4 B ]

第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B としては、プラスチック



フイルム、プラスチック板、ガラス板等を挙げることができる。

[0266] 上記プラスチックフイルム及びプラスチック板の原料としては、例えば、

ポリエチレンテレフタレ一 卜 （P E T ) 、ポリエチレンナフタレ一 卜 （P E

N ) 等のポリエステル類 ；ポリエチレン （P E ) 、ポリプロピレン （P P )

、ポリスチレン、エチレンビニルアセテー ト （E V A ) / シク口才レフイン

ポリマ一 （C O P ) / シク口才レフインポリマ一 （C O C ) 等のポリオレフ

ィン類 ；ビニル系樹脂 ；その他、ポリ力一ボネ一 卜 （P C ) 、ポリアミ ド、

ポリイミ ド、アクリル樹脂、 卜リアセチルセルロース （T A C ) 等を用いる

ことができる。

[0267] 第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 1 4 B としては、 P E T (融点

：2 5 8 °C ) 、 P E N (融点 ：2 6 9 °C ) 、 P E (融点 ：1 3 5 °C ) 、 P P

(融点 ：1 6 3 °C ) 、ポリスチレン （融点 ：2 3 0 °C ) 、ポリ塩化ビニル （

融点 ：1 8 0 °C ) 、ポリ塩化ビニリデン （融点 ：2 °C ) や T A C (融点

： 9 0 °C ) 等の融点が約 2 9 0 °C以下であるプラスチックフイルム、又は

プラスチック板が好ましく、特に、光透過性や加工性等の観点から、 P E T

が好ましい。タツチパネル用導電シ一 卜2 1 0 に使用される第 1導電シ一 卜

2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 2 B のような透明導電性フイルムは透明性

が要求されるため、第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B の透明

度は高いことが好ましい。

[0268] [銀塩乳剤層]

第 1導電シ一 卜2 2 A の第 1電極パターン2 6 A 及び第 2 導電シ一 卜

2 B の第 2 電極パターン2 6 B となる銀塩乳剤層は、銀塩とバインダ

一の他、溶媒や染料等の添加剤を含有する。

[0269] 本実施の形態に用いられる銀塩としては、ハロゲン化銀等の無機銀塩及び

酢酸銀等の有機銀塩が挙げられる。本実施の形態においては、光センサーと

しての特性に優れるハロゲン化銀を用いることが好ましい。

[0270] 銀塩乳剤層の塗布銀量 （銀塩の塗布量）は、銀に換算 して 1 ~ 3 0 g / m 2

が好ましく、 1 ~ 2 5 g / m 2がより好ましく、 5 ~ 2 0 g / m 2がさらに好



ましい。この塗布銀量を上記範囲とすることで、タツチパネル用導電シ一 卜

0 とした場合に所望の表面抵抗を得ることができる。

[0271 ] 本実施の形態に用いられるバインダーとしては、例えば、ゼラチン、ポリ

ビニルアルコール （P V A ) 、ポリビニルピロリドン （P V P ) 、澱粉等の

多糖類、セルロース及びその誘導体、ポリエチレンオキサイ ド、ポリビニル

ァミン、キ トサン、ポリリジン、ポリアクリル酸、ポリアルギン酸、ポリヒ

アルロン酸、カルボキシセルロース等が挙げられる。これらは、官能基のィ

オン性によって中性、陰イオン性、陽イオン性の性質を有する。

[0272] 本実施の形態の銀塩乳剤層中に含有されるバインダ一の含有量は、特に限

定されず、分散性と密着性を発揮 し得る範囲で適宜決定することができる。

銀塩乳剤層中のバインダ一の含有量は、銀/ バインダ一体積比で 1 / 4 以上

が好ましく、 1 / 2 以上がより好ましい。銀/ バインダ一体積比は、 1 0 0

/ 1以下が好ましく、 5 0 1以下がより好ましい。また、銀/ バインダ一

体積比は 1 / 4 / であることがさらに好ましい。 1 / 3 / であ

ることが最も好ましい。銀塩乳剤層中の銀/ バインダ一体積比をこの範囲に

することで、塗布銀量を調整 した場合でも抵抗値のばらつきを抑制 し、均一

な表面抵抗を有するタツチパネル用導電シ一 卜を得ることができる。なお、

銀/ バインダー体積比は、原料のハロゲン化銀量/ バインダー量 （重量比）

を銀量/ バインダー量 （重量比）に変換 し、さらに、銀量/ バインダー量 （

重量比）を銀量/ バインダー量 （体積比）に変換することで求めることがで

きる。

[0273] < 溶媒>

銀塩乳剤層の形成に用いられる溶媒は、特に限定されるものではないが、

例えば、水、有機溶媒 （例えば、メタノール等のアル コール類、アセ トン等

のケ トン類、ホルムアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシ ド等のスルホ

キシ ド類、酢酸ェチル等のエステル類、ェ一テル類等）、イオン性液体、及

びこれらの混合溶媒を挙げることができる。

[0274] 本実施の形態の銀塩乳剤層に用いられる溶媒の含有量は、銀塩乳剤層に含



まれる銀塩、バインダ一等の合計の質量に対して3 0 ~ 9 0質量％の範囲で

あり、 5 0 ~ 8 0質量％の範囲であることが好ましい。

[0275] < その他の添加剤>

本実施の形態に用いられる各種添加剤に関しては、特に制限はなく、公知

のものを好ましく用いることができる。

[0276] [ その他の層構成]

銀塩乳剤層の上に図示しない保護層を設けてもよい。本実施の形態におい

て 「保護層」とは、ゼラチンや高分子ポリマ一といったバインダーからなる

層を意味し、擦り傷防止や力学特性を改良する効果を発現するために感光性

を有する銀塩乳剤層上に形成される。その厚みは 0 . 5 m以下が好ましい

。保護層の塗布方法及び形成方法は特に限定されず、公知の塗布方法及び形

成方法を適宜選択することができる。また、銀塩乳剤層よりも下に、例えば

下塗り層を設けることもできる。

[0277] 次に、第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第2 導電シ一 卜2 1 2 Bの作製方法の

各工程について説明する。

[0278] [露光]

本実施の形態では、第 1電極パターン2 6 A 及び第2 電極パターン2

6 B を印刷方式によって施す場合を含むが、印刷方式以外は、第 1電極バタ

—ン2 1 6 A 及び第2 電極パターン2 1 6 B を露光と現像等によって形成す

る。すなわち、第 1透明基体 2 4 A 及び第2 透明基体 2 4 B上に設けら

れた銀塩含有層を有する感光材料又はフォトリソグラフィ用フォ卜ポリマ一

を塗工した感光材料への露光を行う。露光は、電磁波を用いて行うことがで

きる。電磁波としては、例えば、可視光線、紫外線等の光、X線等の放射線

等が挙げられる。さらに露光には波長分布を有する光源を利用してもよく、

特定の波長の光源を用いてもよい。

[0279] 露光方法に関しては、ガラスマスクを介 した方法やレーザ一描画によるパ

ターン露光方式が好ましい。

[0280] [現像処理]



本実施の形態では、乳剤層を露光 した後、 さらに現像処理が行われる。現

像処理は、銀塩写真 フイル ムや印画紙、印刷製版用フイル ム、 フ ォ トマ ス ク

用ェマルジ ヨンマスク等に用い られる通常の現像処理の技術 を用いることが

できる。現像液 については特 に限定は しないが、 P Q現像液、 M Q現像液、

M A A 現像液等を用いることもでき、市販品では、例えば、富士フイルム社

処方のC N — 1 6 、 C R _ 5 6 、 C P 4 5 X 、 F D _ 3 、パ ピ 卜一ル、 K O

八べ社処方の〇_ 4 1、 E _ 6 、 R A _ 4 、 D _ 1 9 、 D _ 7 2 等の現像

液、又はそのキッ トに含 まれる現像液 を用いることができる。 また、 リス現

像液 を用いることもできる。

[0281 ] 本実施の形態での現像処理は、未露光部分の銀塩 を除去 して安定化させる

目的で行われる定着処理 を含むことができる。本発明における定着処理は、

銀塩写真 フイル ムや印画紙、印刷製版用フイル ム、 フ ォ トマスク用ェマルジ

ョンマスク等に用い られる定着処理の技術 を用いることができる。

[0282] 上記定着工程 における定着温度は、約 2 0 °C 〜約 5 0 °C が好ま しく、 さら

に好ま しくは 2 5 ~ 4 5 °C である。 また、定着時間は 5 秒〜 1 分が好ま しく

、 さらに好ま しくは 7 秒〜 5 0 秒である。定着液の補充量は、感光材料の処

理量に対 して 6 O O m I / m 2以下が好ま しく、 5 0 0 m l / m 2以下がさら

に好ま しく、 3 0 0 m I / m 2以下が特 に好ま しい。

[0283] 現像、定着処理 を施 した感光材料は、水洗処理や安定化処理 を施 されるの

が好ま しい。上記水洗処理又は安定化処理 においては、水洗水量は通常感光

材料 1 m 2 当 り、 2 0 リツ トル以下で行われ、 3 リッ トル以下の補充量 （0 も

含む、すなわちため水水洗）で行 うこともできる。

[0284] 現像処理後の露光部 に含 まれる金属銀の質量は、露光前の露光部 に含 まれ

ていた銀の質量に対 して 5 0 質量％以上の含有率であることが好ま しく、 8

0 質量％以上であることがさらに好ま しい。露光部 に含 まれる銀の質量が露

光前の露光部 に含 まれていた銀の質量に対 して 5 0 質量％以上であれば、高

い導電性 を得 ることができるため好ま しい。

[0285] 本実施の形態における現像処理後の階調は、特 に限定されるものではない



が、 4 . 0 を超えることが好ましい。現像処理後の階調が4 . 0 を超えると

、光透過性部の透光性を高く保ったまま、導電性金属部の導電性を高めるこ

とができる。階調を4 . 0 以上にする手段としては、例えば、前述のロジゥ

厶イオン、ィリジゥ厶イオンの ド一プが挙げられる。

[0286] 以上の工程を経て導電シ一 卜は得 られるが、得 られた導電シ一 卜の表面抵

抗は 1 0 0 才一厶/ s q . 以下が好ましく、 0 . 1 ~ 1 0 0 才一厶 5 。.

の範囲にあることが好ましく、 1 ~ 1 0 才一厶 5 。. の範囲にあることが

より好ましい。このような範囲に表面抵抗を調整することで、面積が 1 0 c

m X 0 c m以上の大型のタツチパネルでも位置検出を行うことができる。

また、現像処理後の導電シ一 卜に対 しては、さらにカレンダ一処理を行って

もよく、カレンダ一処理により所望の表面抵抗に調整することができる。

[0287] [物理現像及びめつき処理]

本実施の形態では、前記露光及び現像処理により形成された金属銀部の導

電性を向上させる目的で、前記金属銀部に導電性金属粒子を担持させるため

の物理現像及び/ 又はめつき処理を行ってもよい。本発明では物理現像又は

めっき処理のいずれか一方のみで導電性金属粒子を金属銀部に担持させても

よく、物理現像とめっき処理とを組み合わせて導電性金属粒子を金属銀部に

担持させてもよい。なお、金属銀部に物理現像及び/ 又はめつき処理を施 し

たものを含めて 「導電性金属部」と称する。

[0288] [酸化処理]

本実施の形態では、現像処理後の金属銀部、並びに、物理現像及び/ 又は

めっき処理によつて形成された導電性金属部には、酸化処理を施すことが好

ましい。酸化処理を行うことにより、例えば、光透過性部に金属が僅かに沈

着 していた場合に、該金属を除去 し、光透過性部の透過性をほぼ 1 0 0 % に

することができる。

[0289] [ 電極パターン]

本実施の形態の第 1電極パターン2 1 6 A 及び第 2 電極パターン2 1 6 B

の金属細線の線幅は、 3 0 m以下から選択可能であるが、タツチパネルの



材料としての用途である場合、金属細線は 0 . 5 m ~ 3 0 mの線幅を有

する。金属細線の線幅に関して、 3 0 m以下、好ましくは 1 5 m以下、

より好ましくは 1 0 m以下、より好ましくは 9 m以下、より好ましくは

7 m以下であり、好ましくは 0 . 5 m以上であることが望ましい。

[0290] 線間隔 （格子ピッチ）は 2 5 0 m ~ 9 0 0 mであることが好ましく、

さらに好ましくは 3 0 0 m以 7 0 0 m以下である。また、金属細線は、

アース接続等の目的においては、 2 0 0 mより広い部分を有 していてもよ

い。

[0291 ] 本実施の形態における電極パターンでは、可視光透過率の点から開口率は

8 5 %以上であることが好ましく、 9 0 %以上であることがさらに好ましく

、 9 5 %以上であることが最も好ましい。開口率とは、第 1 電極パターン2

1 6 A 及び第 2 電極パターン2 6 B の金属細線を除いた透光性部分が全体

に占める割合であり、例えば、線幅 1 5 m、ピッチ 3 0 0 mの正方形の

格子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の開口率は、 9 0 % である。

[0292] [ 光透過性部]

本実施の形態における 「光透過性部」とは、第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び

第 2 導電シ一 卜2 1 2 B のうち第 1 電極パターン2 6 A 及び第 2 電極バタ

ーン2 6 B以外の透光性を有する部分を意味する。光透過性部における透

過率は、前述のとおり、第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 1 4 B の

光吸収及び反射の寄与を除いた 3 8 0 7 8 0 n mの波長領域における透過

率の最小値で示される透過率が 9 0 %以上、好ましくは 9 5 %以上、さらに

好ましくは 9 7 %以上であり、さらにより好ましくは 9 8 %以上であり、最

も好ましくは 9 9 %以上である。

[0293] [ 第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 1 B ]

本実施の形態に係る第 1導電シ一 卜2 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 B

における第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B の厚さは、 5 ~ 3

5 0 mであることが好ましく、 3 0 ~ 1 5 0 mであることがさらに好ま

しい。 5 ~ 3 5 0 mの範囲であれば所望の可視光の透過率が得られ、且つ



、取り扱いも容易である。

[0294] 第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B上に設けられる金属銀部

の厚さは、第 1透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B上に塗布される

銀塩含有層用塗料の塗布厚みに応じて適宜決定することができる。金属銀部

の厚さは、 0 . 0 0 1 m m~ 0 . 2 m mから選択可能であるが、 3 0 m以

下であることが好ましく、 2 O m以下であることがより好ましく、 0 . 0

1 ~ 9 mであることがさらに好ましく、 0 . 0 5 ~ 5 mであることが最

も好ましい。また、金属銀部はパターン状であることが好ましい。金属銀部

は 1層でもよく、 2 層以上の重層構成であってもよい。金属銀部がパターン

状であり、且つ、 2 層以上の重層構成である場合、異なる波長に感光できる

ように、異なる感色性を付与することができる。これにより、露光波長を変

えて露光すると、各層において異なるパターンを形成することができる。

[0295] 導電性金属部の厚さは、タツチパネルの用途としては、薄いほど表示パネ

ルの視野角が広がるため好ましく、視認性の向上の点でも薄膜化が要求され

る。このような観点から、導電性金属部に担持された導電性金属からなる層

の厚さは、 9 m未満であることが好ましく、 0 . 1 m以上 5 m未満で

あることがより好ましく、 0 . 1 m以上 3 m未満であることがさらに好

ましい。

[0296] 本実施の形態では、上述した銀塩含有層の塗布厚みをコン トロールするこ

とにより所望の厚さの金属銀部を形成し、さらに物理現像及び/ 又はめつき

処理により導電性金属粒子からなる層の厚みを自在にコン トロールできるた

め、 5 m未満、好ましくは3 m未満の厚みを有する第 1導電シ一卜2 1

A 及び第 2 導電シ一卜2 1 2 Bであっても容易に形成することができる。

[0297] なお、本実施の形態に係る第 1導電シ一卜2 1 2 A や第 2 導電シ一卜2

2 Bの製造方法では、めっき等の工程は必ずしも行う必要はない。本実施の

形態に係る第 1導電シ一卜2 2 A や第 2 導電シ一卜2 2 Bの製造方法で

は銀塩乳剤層の塗布銀量、銀/ バインダ一体積比を調整することで所望の表

面抵抗を得ることができるからである。なお、必要に応じてカレンダ一処理



等を行ってもよい。

[0298] (現像処理後の硬膜処理）

銀塩乳剤層に対 して現像処理を行った後に、硬膜剤に浸潰 して硬膜処理を

行うことが好ましい。硬膜剤としては、例えば、グルタルアルデヒド、アジ

ポアルデヒド、 2 ，3 —ジヒドロキシ_ 1，4 一ジ才キサン等のジアルデヒ

ド類及びほう酸、クロム明礬/ 力リ明礬等の無機系化合物等の特開平 2 — 1

4 7 9 号公報に記載のものを挙げることができる。

[0299] なお、本発明は、下記表 1 及び表 2 に記載の公開公報及び国際公開パ ンフ

レットの技術と適宜組み合わせて使用することができる。 「特開」、 「号公

報」、 「号パンフレツト」等の表記は省略する。

[0300] [表 1]

[0301 ]



[表2]

実施例

[0302] 以下に、本発明の実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。なお

、以下の実施例に示される材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、

本発明の趣旨を逸脱 しない限り適宜変更することができる。 したがって、本

発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない

[0303] < 水準 1 >

(ハロゲン化銀感光材料）

水媒体中のA g 5 0 g に対 してゼラチン 1 0 . 0 g を含む、球相当径平

均 0 . 1 mの沃臭塩化銀粒子 （I = 0 . 2 モル％、 「= 4 0 モル％) を

含有する乳剤を調製 した。

[0304] また、この乳剤中にはK 3 R h 2 B r 9及び K 2 I r C I 6を濃度が 1 0 - 7 (

モル / モル銀）になるように添加 し、臭化銀粒子にR h イオンと I r イオン

を ド一プした。この乳剤にN a 2 P d C I 4 を添加 し、さらに塩化金酸とチ才

硫酸ナ トリウムを用いて金硫黄増感を行った後、ゼラチン硬膜剤と共に、銀

の塗布量が 1 0 g / m 2 となるように基体 3 0 ( ここでは、共にポリエチレン

テレフタレ一 卜 （P E T ) ) 上に塗布 した。この際、 A g / ゼラチン体積比

は 2 ダ 1 とした。

[0305] 幅 3 0 c mの P E T 支持体に2 5 c mの幅で 2 0 m分塗布を行い、塗布の

中央部 2 4 c mを残すように両端を3 c mずつ切 り落としてロール状のハロ

ゲン化銀感光材料を得た。

[0306] (露光）

露光のパターンについて、第 1電極パターン 1 0 は第 1導電パターン 1 2

とサブ非導通パターン 1 8 とを形成することで、図 5 に示される櫛形構造と



なるよう行った。第 2 電極パターン4 0 は図 7 に示される短冊構造となるよ

う行った。露光は上記パターンのフォ 卜マスクを介 して高圧水銀ランプを光

源とした平行光を用いて露光 した。

[0307] (現像処理）

現像液 1 L 処方

ハイ ドロキノン 2 0 9

亜硫酸ナ トリウム 5 0 9

炭酸カリウム 4 0 9

エチレンジァミン 四酢酸 2 9

臭化力リウ厶 3 9

ポ リエチレングリコール 2 0 0 0 1 9

水酸化力リウ厶 4 9

p H 1 0 . 3 に 周 fe

：着液 1 L 処方

チ才硫酸アンモニゥ厶液 （7 5 % ) 3 0 0 m

亜硫酸アンモニゥ厶 1水塩 2 5 9

1，3 —ジァミノプロパン 四酢酸 8 9

酢酸 5 9

アンモニア水 （2 7 % ) 1 9

P H 6 . にΡ Ι Ε

上記処理剤を用いて露光済み感材を、富士フイルム社製自動現像機 F G

_ 7 1 0 P T S を用いて処理条件 ：現像 3 5 °C 3 0 秒、定着 3 4 °C 2 3

秒、水洗 流水 （5 L / 分）の 2 0 秒処理で行った。

[0308] B (非導電パターンの面積）/ [ A (第 1導電パターンの面積）+ B (非

導電パターンの面積）] = 5 % とした。金属細線の幅を 5 mとし、格子 2

6 ，4 6 の一辺の長さを2 5 0 m とした。

[0309] (水準 2 ~ 9 )

水準 1 と同 じ方法で、 B / ( A + B ) の値が異なる複数の導電シ一 卜1 を



作製 した。表 3 に各水準 の値 が記載 されている。

[031 0] (水準 1 0 ~ 2 0 )

水準 1 と同 じ方法 で、 X 字構造 の第 1 導 電パ ター ン 1 2 を有 す る第 1 電極

パ ター ン 1 0 、 及び短冊形状 の第 2 導 電パ ター ン 4 2 を有 す る第 2 電極 バ タ

— ン 4 0 を備 える導 電 シ一 卜1 であ って、 B / ( A + B ) の値 が異 な る複数

の導 電 シ一 卜1 を作製 した。表 1 に各水準 の値 が記載 されている。

[031 1 [ 表 3]

[031 2] (評価 ）

水準 1 ~ 2 0 について、指 を接触 した ときに、 その接触 を感知 で きる否か



を判断 した。指の接触 の有無 を十分 に感知 した場合 を A 、略問題 な く関 した

場合 を B 、感知 にバ ラツキがある場合 をC 、 ほ とん ど感知で きない場合 を D

と した。

[031 3] 櫛形構造の第 1 導電パ ター ン、 及び X 字構造の第 1 導電パ ター ン に関 し、

5 % < B / ( A + B ) < 9 7 % の範 囲では良好な結果が得 られ、 1 0 % B

/ ( A + B ) 8 0 % の範 囲では、 さ らに好 ま しい結果が得 られた。

[0314] 表 4 に示すように、水準番号 2 1 ~ 2 5 に示す櫛形構造の第 1 導電パ ター

ンでは、 4 0 % B / ( A + B ) 6 0 % の範 囲で最 も好 ま しい結果が得 ら

れた。 X 字構造の第 1 導電パ ター ンでは、 3 0 % B 2 / ( A 2 + B 2 ) ≤ 5

0 % の範 囲でさ らに良好な結果が、 2 0 % B 2 / ( A 2 + B 2 ) 5 0 % の

範 囲で最 も好 ま しい結果得 られた。

[03 15 ] [ 表 4 ]

[03 16 ] (評価 ）

水準 2 1 ~ 2 5 について、櫛形構造の第 1 導電パ ター ンでは、 5 0 % B

/ ( A + B ) 6 0 % の範 囲で、 （1 ) 1 . O m m W a 5 . O m m、 (

2 ) 1 . 5 m m ≤ W b ≤ 5 . 0 m m の組合せ と した とき最 も好 ま しい結果得

られた。

[031 7] 次 に、水準 2 6 ~ 3 3 に係 る積層導電性 シ一 卜について、表面抵抗及び透

過率 を測定 し、 モ ア レ及び視認性 を評価 した。水準 2 6 ~ 3 3 の内訳並び に

測定結果及び評価結果 を表 5 に示す。

[031 8] < 水準 2 6 ~ 3 3 >



(ハ ロゲン化銀感光材料）

水媒体中のA g 5 0 g に対 してゼラチン 1 0 . 0 g を含む、球相当径平

均 0 . 1 mの沃臭塩化銀粒子 （I = 0 . 2 モル％、 「= 4 0 モル％) を

含有する乳剤を調製 した。

[031 9] また、 この乳剤中には K 3 R h 2 B r 9及び K 2 I 「〇 1 6を濃度が 1 0 - 7 (

モル/ モル銀）になるように添加 し、臭化銀粒子に R h イオンと I r イオン

を ド一プした。 この乳剤にN a 2 P d C I 4 を添加 し、さらに塩化金酸 とチ才

硫酸ナ トリウムを用いて金硫黄増感を行った後、ゼラチン硬膜剤 と共に、銀

の塗布量が 1 0 g / m 2 となるように第 1 透明基体 2 4 A 及び第 2 透明基体

4 B ( ここでは、共にポ リエチ レンテ レフタレ一 卜 （P E T ) ) 上に塗

布 した。 この際、 A g / ゼラチン体積比は 2 / 1 とした。

[0320] 幅 3 0 c mの P E T 支持体に 2 5 c mの幅で 2 0 m分塗布を行い、塗布の

中央部 2 4 c m を残すように両端を 3 c mずつ切 り落としてロール状のハロ

ゲン化銀感光材料を得た。

[032 1] (露光）

露光のパターンは、第 1導電シ一 卜2 2 A については図 3 4 及び図 3 6

に示すパターンで、第 2 導電シ一 卜2 1 2 B については図 3 4 及び図 3 7 に

示すパターンで、 A 4 サイズ （2 1 0 m m X 2 9 7 m m ) の第 1 透明基体 2

4 A 及び第 2 透明基体 2 4 B に行 った。露光は上記パターンのフォ トマ

スクを介 して高圧水銀ランプを光源 とした平行光を用いて露光 した。

[0322] (現像処理）

現像液 1 L 処方

ハイ ドロキノン 2 0 9

亜硫酸ナ トリウム 5 0 9

炭酸カリウム 4 0 9

エチ レンジァミン 四酢酸 2 9

臭化力リウ厶 3 9

ポ リエチ レングリコ一ル 2 0 0 0 1 9



水酸化カ リウム 4 g

p H 1 0 . 3 に調整

定着液 1 L 処方

チ才硫酸 アンモニゥ厶液 （7 5 % ) 3 0 0 m l

亜硫酸 アンモニゥ厶 1水塩 2 5 g

1， 3 —ジァミノプロパ ン ' 四酢酸 8 g

酢酸 5 g

アンモニア水 （2 7 % ) 1 g

p H 6 . に調整

上記処理剤 を用いて露光済み感材を、富士フイルム社製 自動現像機 F G

_ 7 1 0 P T S を用いて処理条件 ：現像 3 5 °C 3 0 秒、定着 3 4 °C 2 3

秒、水洗 流水 （5 L / 分）の 2 0 秒処理で行 った。

[0323] (水準 2 6 )

作製 した第 1導電シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 1 2 Bの導電部 （

第 1電極パターン 2 6 A、第 2 電極パターン 2 6 B ) の線幅は 1 m、

格子 2 2 4 A、 2 2 4 Bの一辺の長さは 5 0 mである。

[0324] (水準 2 7 )

導電部の線幅を 3 mと し、格子 2 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺の長さを 1

O O と した点以外は、水準 2 1 と同様 に して、水準 2 2 に係 る第 1導電

シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0325] (水準 2 8 )

導電部の線幅を 4 mと し、格子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺の長さを 1 5

0 mと した点以外は、水準 2 と同様 に して、水準 2 3 に係 る第 1導電シ

— 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0326] (水準 2 9 )

導電部の線幅を 5 mと し、格子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺の長さを 2 1

0 mと した点以外は、水準 2 と同様 に して、水準 2 4 に係 る第 1導電シ

— 卜2 1 2 A 及び第 2 導電シ一 卜2 2 B を作製 した。



[0327] (水準 3 0 )

導 電部 の線幅 を 8 m と し、格 子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺 の長 さを 2 5

0 m と した点以外 は、水準 2 と同様 に して、水準 2 5 に係 る第 1導 電 シ

— 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電 シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0328] (水準 3 )

導 電部 の線幅 を 9 m と し、格 子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺 の長 さを 3 0

0 m と した点以外 は、水準 2 と同様 に して、水準 2 6 に係 る第 1導 電 シ

— 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電 シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0329] (水準 3 2 )

導 電部 の線幅 を 1 O m と し、格 子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺 の長 さを 3

0 0 m と した点以外 は、水準 2 1 と同様 に して、水準 2 7 に係 る第 1導 電

シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電 シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0330] (水準 3 3 )

導 電部 の線幅 を 1 5 m と し、格 子 2 2 4 A 、 2 2 4 B の一辺 の長 さを 4

O O m と した点以外 は、水準 2 1 と同様 に して、水準 2 8 に係 る第 1導 電

シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電 シ一 卜2 2 B を作製 した。

[0331 ] (表 面抵抗測定）

検 出精度 の良否 を確認 す るため に、 第 1導 電 シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電

シ一 卜2 1 B の表面抵抗率 をダイアイ ンスツル メ ンッ社製 ロ レスター G P

(型 番 M C P —T 6 1 0 ) 直列 4 探針 プロ一 プ （A S P ) にて任意 の 1 0 箇

所測定 した値 の平均値 であ る。

[0332] (透 過率 の測定）

透 明性 の良否 を確認 す るため に、 第 1導 電 シ一 卜2 1 2 A 及び第 2 導 電 シ

— 卜2 1 2 B を、分光光度計 を用 いて透過率 を測定 した。

[0333] ( モ ア レの評価 ）

水準 2 6 ~ 3 3 、 第 2 導 電 シ一 卜2 1 2 B 上 に第 1導 電 シ一 卜2 1 2 A を

積層 して積層導 電性 シ一 卜を作製 し、 その後、液 晶表示装置 の表示画面 に積

層導 電性 シ一 卜を貼 り付 けて タ ツチパ ネル を構成 した。 その後、 タ ツチパ ネ



ルを回転盤に設置 し、液晶表示装置を駆動 して白色を表示させる。その状態

で、回転盤をバイアス角_ 4 5 ° ~ + 4 5 ° の間で回転 し、モア レの 目視観

察 評価を行った。

[0334] モア レの評価は、液晶表示装置の表示画面から観察距離 1 . 5 mで行い、

モアレが顕在化 しなかった場合をA 、モアレが問題のないレベルでほんの少

し見られた場合をB、モアレが顕在化 した場合をC とした。

[0335] (視認性の評価）

上述のモアレの評価に先立って、タツチパネルを回転盤に設置 し、液晶表

示装置を駆動 して白色を表示させた際に、線太りや黒い斑点がないかどうか

、また、第 1導電シ一 卜2 1 2 A と第 2 導電シ一 卜2 1 2 B との断線部が目

立つかどうかを肉眼で確認 した。

[0336] [表5]

[0337] これに対 して、水準 2 6 ~ 3 3 のうち、水準 2 6 ~ 3 2 は、導電性、透過

率、モア レ、視認性共に良好であつた。水準 3 3 はモア レの評価及び視認性

の評価が水準 2 6 ~ 3 2 よりも劣っているが、モア レが問題のないレベルで

ほんの少 し見られる程度であり、表示装置の表示画像が見え難 くなるという

ことはなかった。

[0338] また、上述 した水準 2 6 ~ 3 3 に係る積層導電性シ一 卜を用いてそれぞれ

投影型静電容量方式のタツチパネルを作製 した。指で触れて操作 したところ

、応答速度が速 く、検出感度に優れることがわかった。また 2 点以上をタツ



チして操作 したところ、同様に良好な結果が得られ、マルチタツチにも対応

できることが確認できた。

[0339] 本発明に係るタツチパネル用導電性シ一 卜及びタツチパネルは、上述の実

施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得

ることはもちろんである。

符号の説明
[0340] 1 導電シ一 卜、 1 0 第 1電極パターン、 1 2 第 1導電パターン、 1 4

第 1電極端子、 1 6 第 1配線、 1 8 サブ非導通パターン、 2 0 端子

、 2 2 第 1導電パターン列、 2 4 追加の第 1電極端子、 2 6 格子、4

0 第 2 電極パターン、4 2 第 2 導電パターン、4 4 第 2 電極端子、4

6 第 2 配線、 5 0 端子、 5 4 追加の第 2 電極端子、 5 6 格子、 7 0

組合せパターン、 7 6 小格子、 2 1 0 タツチパネル用導電シ一 卜、 2

1 2 A 第 1導電シ一 卜、 2 1 2 B 第 2 導電シ一 卜、 2 1 4 八一第 1透明

基体、 2 1 4 B 第 2 透明基体、 2 1 6 A 第 1電極パターン、 2 1 6 B

第 2 電極パターン、 2 1 8 A 第 1導電パターン、 2 1 8 B 第 2 導電バタ

—ン、 2 2 0 A 第 1非導電パターン、 2 2 0 B 第 2 非導電パターン、 2

2 2 A 断線部、 2 2 2 B 断線部、 2 2 4 A 格子、 2 2 4 B 格子、 2

7 0 組合せパターン、 2 7 6 小格子



請求の範囲

第 1 の主面及び第 2 の主面 を有する基体 と、

前記基体の前記第 1 の主面 に配置 される第 1 電極パ ター ンを備 え、

前記第 1 電極パ ター ンは、

金属細線で構成 され、第 1 方向に延びる複数の第 1 導電パ ター ンと

前記複数の第 1 導電パ ター ンと電気的に分離 された複数の第 1 非導

電パ ター ンとを交互 に備 え、

前記各第 1 導電パ ター ンは、少な くともその内部 に前記第 1 導電パ

ター ンと電気的に分離 されたサ ブ非導通パ ター ンとを備 え、

前記各第 1 導電/ 《ター ンの面積 A と前記各サ プ非導通 / 《ター ンの面

積 B とが下記式を満たす導電シ一 卜。

5 % < B / ( A + B ) < 9 7 %

前記各第 1 導電/ 《ター ンの面積 A と前記各サ プ非導通 / 《ター ンの面

積 B とが下記式

0 % ≤ / ( A + B ) ≤ 8 0 %

を満たす請求項 1 記載の導電シー 卜。

前記各第 1 導電/ 《ター ンの面積 A と前記各サ プ非導通 / 《ター ンの面

積 B とが下記式

0 % ≤ / ( A + B ) ≤ 6 0 %

を満たす請求項 2 記載の導電シー 卜。

前記サ ブ非導通パ ター ンは前記第 1 方向に延在するス リッ 卜状であ

り、前記各第 1 導電ノ《ター ンは前記各サ プ非導通 / 《ター ンによ り分割

される複数の第 1 導電パ ター ン列を有 し、

前記各第 1 導電パ ター ンの面積 A と前記各サ ブ非導通パ ター ンの

面積 B とが下記式

4 0 ≤ B / ( A 1 + B 1 ) ≤ 6 0 %

を満たす請求項 1 か ら 3 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。



前記各第 1 導電パ ター ン列の幅の合計幅W a と、前記サ ブ非導通パ

ター ンの幅の合計幅 と前記第 1 非導電パ ター ンの幅 との合計幅W b と

が下記式 （1 ) ( 2 ) の関係

( 1 ) 1 . 0 m m ≤ W a ≤ 5 . O m m

( 2 ) . 5 m m ≤ W b ≤ 5 . O m m

を満たす請求項 4 記載の導電シー 卜。

前記第 1 導電パ ター ンは、周期的に交差するX 字状の構造 を有 し、

前記第 1 導電パ ター ンの面積 A とサ ブ非導通パ ター ンの面積 B 2

とが下記式

2 0 % ≤ B 2 / ( A 2 + B 2 ) ≤ 5 0 %

を満たす請求項 1 又 は 2 記載の導電シ一 卜。

前記第 1 導電パ ター ンは、周期的に交差するX 字状の構造 を有 し、

前記第 1 導電パ ター ンの面積 A とサ ブ非導通パ ター ンの面積 B 2

とが下記式 （1 ) の関係

3 0 % ≤ B 2 / ( A 2 + B 2 ) ≤ 5 0 %

3 0 % ≤ B 2 / ( A 2 + B 2 ) ≤ 5 0 %

を満たす請求項 1 又 は 2 記載の導電シ一 卜。

前記基体の前記第 2 の主面 に配置 される第 2 電極パ ター ンをさ らに

備 え、

前記第 2 電極パ ター ンは、

金属細線で構成 され、且つ、前記第 1 方向 と直交する第 2 方向に延

びる複数の第 2 導電パ ター ンとを有する請求項 1 か ら 7 のいずれか 1

項 に記載の導電シ一 卜。

前記複数の第 1 導電パ ター ンが均一形状の格子か ら形成 されてお り

、前記格子の一辺の長 さが 2 5 0 m以上 9 0 0 m以下である請求

項 1 か ら 8 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

前記第 1 電極パ ター ンを構成する前記金属細線、及び 又は前記第

2 電極パ ター ンを構成する前記金属細線 とは、 3 0 m 以下の線幅 を



有する請求項 1 か ら 9 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

前記第 1 導電 / 《ター ン列の幅 と前記サ プ非導通 / 《ター ンの幅 とが実

質的に等 しい請求項 4 に記載の導電シ一 卜。

前記第 1 導電ノ《ター ン列の幅が前記サ プ非導通 / 《ター ンの幅 よ り狭

い請求項 4 に記載の導電シ一 卜。

前記第 1 導電パ ター ン列の幅が前記サ ブ非導通パ ター ンの幅 よ り広

い請求項 4 に記載の導電シ一 卜。

複数の前記第 1 導電パ ター ン列を電気的に接続する連結部 を有する

請求項 1 1 か ら 1 3 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

前記第 1 導電パ ター ン列の本数が 1 0 本以下である請求項 4 に記載

の導電シ一 卜。

前記サ ブ非導通パ ター ンは複数の辺で囲まれてお り、前記辺は、前

記第一導電パ ター ンを構成する格子の辺同士を接続 させて前記複数の

格子を直線状 に配列 して構成 される請求項 6 に記載の導電シ一 卜。

前記サ ブ非導通パ ター ンは複数の辺で囲まれてお り、前記辺は、前

記第一導電パ ター ンを構成する格子の辺同士を接続 させて前記複数の

格子を直線状 に複数配列させて構成 される請求項 6 に記載の導電シー

前記サ プ非導通 / 《ター ンは複数の辺で囲まれてお り、前記辺のい く

つかは、前記第一導電パ ター ンを構成する格子の辺同士を接続 させて

前記複数の格子を直線状 に配列 して構成 され、前記辺の他 は前記格子

を構成する頂角同士を接続 させて前記複数の格子を直線状 に配列 して

構成 される請求項 6 に記載の導電シ一 卜。

前記複数の格子で構成 される前記辺 によ り確定される複数の前記サ

プ非導通パ ター ンは前記格子の頂角同士を接続することで前記第 1 方

向に沿 うよう配列される請求項 1 6 か ら 1 8 のいずれか 1 項 に記載の

導電シ一 卜。

前記第 1 方向に沿 って隣接する前記サ ブ非導通パ ター ンは、互いに



異なる形状 を有する請求項 1 6 か ら 1 9 のいずれか 1 項 に記載の導電

シ一 卜。

[ 請求項 2 1 ] 前記サ ブ非導通パ ター ンを確定するための前記辺 を構成する複数の

前記格子は、更に金属細線で構成 される突出配線 を有する請求項 1 6

か ら 2 0 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

[ 請求項 22] 前記第 1 導電パ ター ンは前記サ ブ非導通パ ター ンを所定間隔で備 え

ることで、周期的な交差部 に前記格子を有 さない X 字状の構造 を有す

る請求項 1 6 か ら 2 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

[ 請求項 23] 前記第 1 導電パ ター ンの前記第 1 方向に沿 って隣接する前記サ ブ非

導通パ ター ンは、互いに同 じ形状 を有 し、かつ隣接する前記第 1 導電

パ ター ン間においては、前記サ プ非導通 / 《ター ンが互いに異なる形状

を有する請求項 1 6 か ら 2 2 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜。

[ 請求項 24] 請求項 1 か ら 2 3 のいずれか 1 項 に記載の導電シ一 卜を有するタツ

チパネル。
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